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Oikeudelliset ilmoitukset

Tavaramerkit

BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer
Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ja Oracle ovat yhtion Leica Biosystems Melbourne Pty
Ltd tavaramerkkeja, ACN-numero 008 582 401.

Tekijanoikeus

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd omistaa taman asiakirjan ja siihen liittyvien ohjelmistojen tekijanoikeudet.
Asiakirjojen tai ohjelmistojen kopiointi, jaljentaminen, kdantaminen tai muuntaminen elektroniseen tai muuhun
koneellisesti luettavaan muotoon kokonaisuudessaan tai osittain on lain alaisesti kiellettya ilman meilta saatua
kirjallista lupaa.

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Tuotteen tunnistus
Asiakirja 91.7500.509 A09

Valmistaja

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road

Mount Waverley VIC 3149

Australia

Tarkeaa tietoa kaikille kayttajille

Tama osio sisaltaa tarkeita turvallisuustietoja BOND-PRIME -laitteesta. Viimeisimmat in Leica Biosystems-tuotteita ja
-palveluja koskevat tiedot [oytyvat verkkosivuiltamme osoitteessa www.leicabiosystems.com.

Leica Biosystems pidattaa jatkuvan parantamisen kaytantoa noudattaakseen oikeuden muuttaa teknisia tietoja ilman
erillista iimoitusta.
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Terminologia

Tassa asiakirjassa kaytetaan seuraavia termeja:
» Leica Biosystems - viittaa tuotteeseen Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
» BOND - Leica Biosystems alusta, joka sisaltaa BOND-III, BOND-MAX ja BOND-PRIME
» BOND-PRIME - automaattisen IHC- ja ISH-varjayslaitteen tyyppi

» BOND-ohjelmisto — ohjelmistosovellus, jonka kautta kayttajat voivat maarittaa ja kayttaa jarjestelmaa BOND-
[1I, BOND-MAX tai BOND-PRIME

Kayttotarkoitukset

BOND-PRIME-jarjestelma on tarkoitettu asianmukaisen koulutuksen saaneiden laboratoriohenkilokunnan jasenten
kayttoon.

BOND-PRIME-prosessointimoduulia kayttavien henkildiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja, jotta voidaan
varmistaa, etta sita kaytetaan taman asiakirjan mukaisesti. Kayttajien on oltava taysin tietoisia mahdollisista
vaaroista tai vaarallisista toimenpiteista ennen prosessointimoduulin kayttoa. Vain koulutettu henkilosto saa poistaa
prosessointimoduulin kansia tai osia, ja silloinkin vain, jos tdssa oppaassa ohjeistetaan niin tekemaan.

Asennus ja korjaukset
Asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain Leica Biosystems:n valtuuttama pateva huoltohenkilosto.

Takuuvaateita voidaan tehda vain, kun tuotetta on kaytetty maariteltyyn kayttotarkoitukseen taman asiakirjan
ohjeiden mukaisesti. Tuotteen virheellisesta kasittelysta ja/tai vaarinkaytosta johtuvat vahingot mitatoivat takuun.
Leica Biosystems ei voi ottaa vastuuta tallaisista vahingoista.

Vakavien tapausten raportointi

yrityksen Leica Biosystems paikalliselle edustajalle ja asianmukaiselle paikalliselle saantelyviranomaiselle.

lImoitus kayttajien tietoturvasta ja tietosuojasta

Leica Biosystems kunnioittaa henkilotietojen turvallisuutta ja yksityisyytta ja on sitoutunut suojaamaan niita. Alla
olevassa Leica Biosystems tietosuojailmoituksessa kuvataan henkilctiedot, joita saatamme kerata, kayttaa ja
sailyttaa.

Tietosuojailmoitus

Lisenssinsaajan on noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja kasitellessaan
henkilotietoja kayttaen BOND-PRIME antamalla esimerkiksi kaikki vaaditut ilmoitukset potilaille ja muille
rekisteroidyille ja hankkimalla heilta kaikki vaaditut suostumukset ennen heidan henkilotietojensa kasittelya.
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Kohteen BOND-PRIME prosessointimoduulissa on seuraavanlaisia henkilotietoja:

Potilaan nimi - pidetaan valiaikaisesti BOND-PRIME-jarjestelmadssa naytelasin suoritustietojen seuraamiseksi,
kun naytelasia kasitellaan.

L&akarin nimi — pidetaan valiaikaisesti BOND-PRIME-jarjestelmassa naytelasin suoritustietojen seuraamiseksi,
kun naytelasia kasitellaan.

Slide ID (leikkeen tunniste) - pidetdan véliaikaisesti BOND-PRIME-jarjestelmassa ndytelasin suoritustietojen
seuraamiseksi, kun naytelasia kasitellaan.

Kayttdjatilin tiedot — Kayttajatilin tiedot on salattu tiedostoissa, ja niita sailytetaan BOND-ohjaimessa siihen
saakka, kunnes esimies poistaa ne. BOND-PRIME-prosessointimoduuliin ei tallenneta kayttajatietoja.

Naytelasien kuvat — Kasiteltyjen naytelasien kuvat keratdan naytelasin suoritustietojen seurantaa varten.
Naytelasikuvat ovat salattuina tiedostoissa, ja niita sailytetaan BOND-ohjaimessa toistaiseksi. Kuvat

Yhteydenotto Leica Biosystems

Ota huolto- ja tukiasioissa yhteys paikalliseen Leica Biosystems -edustajaan tai katso www.leicabiosystems.com.
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Versiohistoria

Joulukuu 2023 Saantelyilmoitukset Pienet korjaukset.
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A08 Toukokuu 2023 Kaikki Kaannoskorjaukset.
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Saantelyilmoitukset

Suunniteltu kayttotarkoitus

BOND-jarjestelma automatisoi kliiniset protokollat mikroskooppiobjektilaseihin kiinnitettyjen
IVD patologisten naytteiden immunovarjaykseen. Patevan terveydenhuollon ammattilainen tulkitsee
mikroskooppiobjektilasit mychemmin diagnoosin helpottamiseksi.

FCC-vaatimustenmukaisuus

Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-saantojen osan 15 alaosan B mukaisia luokan A
digitaalisille laitteille maariteltyja rajoituksia. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia
hairioita vastaan, kun laitetta kaytetaan kaupallisessa ymparistossa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi sateilla
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia hairioita

Kayta vaatimustenmukaisen toiminnan varmistamiseksi vain instrumentin mukana toimitettuja kaapeleita.

‘ é VAROITUS: Kaikki muutokset tai muunnokset, joita Leica Biosystems ei ole nimenomaisesti

CE-merkinta

CE-merkinta tarkoittaa, etta laite noudattaa soveltuvia, valmistajan
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa lueteltuja EU-direktiiveja.

Ammattikayttoon tarkoitettuja in vitro -diagnostisia laitteita
koskevat ohjeet

Tama in vitro -diagnostinen laakinnallinen laite noudattaa standardin IEC 61326 osan 2-6 ja IEC 60601 -standardin

osan 1-2 paastoja ja hairionsietoa koskevia vaatimuksia.
Sahkomagneettinen ymparisto on arvioitava ennen laitteen kayttoa.

Ala kayta tata laitetta voimakkaan sahkomagneettisen sateilyn lahteiden (esim. suojaamattomien tarkoituksellisten
radiotaajuuslahteiden) ja/tai magneettikenttien laheisyydessa, silla ne voivat hairita laitteen asianmukaista toimintaa.

VAROITUS: Tama laite on suunniteltu ja testattu CISPR 11 -luokan A mukaisesti.
Kotitalousymparistossa se saattaa aiheuttaa radiohairioita, joiden vahentamiseksi on mahdollisesti
ryhdyttava toimenpiteisiin.

Tietokonetta koskevat lakisaanteiset vaatimukset: UL-luetteloitu (UL 60950), IEC 60950 -sertifioitu.
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HUOMAUTUS: Liittovaltion laki rajoittaa taman laitteen myynnin lisensoidulle terveydenhuollon
ammattilaiselle tai taman maarayksesta.

Laitteen luokitus CISPR 11:n mukaan (EN 55011)

Tama laite on luokiteltu ryhmén 1, luokan A laitteeksi CISPR 11:n (EN 55011) mukaisesti. Ryhmaén ja luokan selitys
annetaan alla.

Ryhmé 1 - Kaikki laitteet, joita ei ole luokiteltu ryhman 2 laitteiksi.

Ryhmaé 2 - Kaikki radiotaajuiset ISM-laitteet, jotka tuottavat ja kayttavat tai ainoastaan kayttavat tarkoituksellisesti
radiotaajuusenergiaa taajuusalueella 9kHz - 400GHz sahkomagneettisen sateilyn tai induktiivisen ja/tai
kapasitiivisen kytkennan muodossa materiaalien kasittelyssa tai tarkastus-/analyysitarkoituksissa.

Luokka A - Kaikki laitteet, jotka soveltuvat kaytettaviksi kaikissa muissa laitoksissa paitsi kotitalouksissa ja tiloissa ja
jotka on kytketty suoraan asuinrakennuksille sahkoa syottaviin pienjanniteverkkoihin.

Luokka B - Kaikki laitteet, jotka soveltuvat kaytettaviksi kotitalouksissa ja tiloissa ja jotka on kytketty suoraan
asuinrakennuksille sahkoa syottaviin pienjanniteverkkoihin.

Maaritelmat

ISM: teollisuuden, tieteen ja ladketieteen kayttoon

RF: radiotaajuus.
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Symbolien sanasto

Tassa osassa kuvataan tuotemerkinnoissa kaytetyt lakisaateiset ja turvallisuussymbolit.

Lakisaateiset symbolit

BOND in tuotteiden lakisaateisten symbolien selitykset.

@ Tassa sanastossa on kuvia symboleista asiaankuuluvissa standardeissa esitetylla tavalla, mutta
jotkin symbolit saattavat kuitenkin vaihdella variltaan.
Seuraavassa on luettelo tuotemerkinnoissa kaytetyista symboleista ja niiden merkityksesta.

1ISO 152231

Laakinnalliset laitteet — symbolit, joita kaytetaan laakinnallisten laitteiden merkinnoissé, etiketeissa ja toimitetuissa
tiedoissa — Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus

ISO 15223-1 5.1.1  Valmistaja
Osoittaa laakinnallisen laitteen valmistajan.

Osoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisossa.

ISO 15223-1 5.1.3  Valmistuspdiva

IS0 15223-1 5.1.4  Viimeinen kéyttopaiva (vanhenemispaivamaara)

1S0 15223-1 512 Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdssa

LOT ISO 15223-1 5.1.5  Erdkoodi
Osoittaa valmistajan erakoodin, jotta erd voidaan tunnistaa.
REE | !S015223- 5.1.6  Luettelonumero/viitenumero
Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jotta laakinnallinen laite voidaan
tunnistaa.
SN IS0 15223-1 5.1.7  Sarjanumero

Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta tietty laakinnallinen laite
voidaan tunnistaa.
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Symboli

1ISO 15223-1

1ISO 15223-1

< 1ISO 15223-1
i

¢ 150152231

IS0 15223-1

1
@ SO 152231
T]
A\

1ISO 15223-1

1ISO 15223-1

1S0 15223-1
IVD

1ISO 7000

5.1.8

5.1.9

5.3.1

5.3.4

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

9.5.1

Kuvaus

Maahantuoja
Osoittaa yhtion, joka tuo laakinnallisen laitteen Euroopan unioniin.

Jakelija
Tarkoittaa laakinnallisen laitteen sijaintipaikkaan toimittavaa tahoa.

Sarkyva, kasiteltava varoen
Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka voi rikkoutua tai vaurioitua, jos sita
ei kasitella varoen.

Pid4 poissa sateesta
Indicates that the transport package shall be kept away from rain and in
dry conditions.

Lampatilarajoitus
Osoittaa lampatilarajat, joille Iagkinnallinen laite voidaan turvallisesti
altistaa.

Ei saa kayttdad uudelleen
Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka on tarkoitettu kertakayttoon tai
kaytettavaksi yhdella potilaalla yhden toimenpiteen aikana.

Katso kayttoohjeet

varoitustietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimiin, joita ei eri syista voida
esittaa itse laakinnallisessa laitteessa.

In vitro -diagnostinen ladkinnallinen laite
Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka on tarkoitettu kaytettavaksi in vitro -
diagnostisena laakinnallisena laitteena.

Laitteistossa kaytettavat graafiset symbolit — Rekisteroidyt symbolit.

Symboli

{AY 1507000
&
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1135

Kuvaus

Kierrata
Osoittaa, ettd merkitty tuote tai sen materiaali on osa talteenotto- tai
kierratysprosessia.
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Viite

LVE

Symboli

1SO 7000

—~~p (307000
\

——
.% » 1507000

1640

2594

3650

Viite

Tekninen opas, huolto-opas

Osoittaa paikan, johon kasikirja on tallennettu, tai laitteen huolto-
ohjeisiin liittyvan tiedon. Osoittaa, etta huolto-oppaan tai -kasikirjan
kayttoa on harkittava, kun laitetta huolletaan lahella symbolia.

lImanvaihto auki
Osoittaa ohjaimen, joka paastaa ulkoilman sisdymparistoon.

USB

Osoittaa portin tai pistokkeen tayttavan yleissarjavaylan (USB) yleiset
vaatimukset. Osoittaa, etta laite on kytketty USB-porttiin tai
yhteensopiva USB-portin kanssa.

IEC 60417
Laitteistossa kaytettavat graafiset symbolit.
Symboli Standardi/Saanto
IEC 60417
O IEC 60417
@ IEC 60417
IEC 60417
—
@ IEC 60417
IEC 60417
/\/
% IEC 60417
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5007

5008

5009

5016

5019

5032

5988

Paalla
Paavirran kytkenta, vahintaan paakytkimissa tai niiden sijaintipaikoissa
ja tapauksissa, joissa turvallisuus voi vaarantua.

Pois paalta

Osoittaa, ettd laite on kytketty irti verkkovirrasta, vahintaan verkkovirralla
toimivien kytkinten tai niiden asentojen osalta ja kaikissa tapauksissa,
joissa on kyse turvallisuudesta.

Valmiustila
Osoittaa kytkimen tai kytkimen asennon, jonka avulla osa laitteesta
kytketaan paalle, jotta se siirtyy valmiustilaan.

Sulake
Osoittaa sulakekotelot tai niiden sijainnin.

Suojamaadoitus: suojamaadoitus
Liitin, joka on tarkoitettu kytkettavaksi ulkoiseen johtimeen suojaamaan
sahkoiskulta vian sattuessa tai uojamaadoituselektrodin liittimeen.

Yksivaiheinen vaihtovirta
Osoittaa arvokilvessa, etta laite soveltuu vain vaihtovirtakayttoon;
asianmukaisten liittimien tunnistamiseen.

Tietokoneverkko
Osoittaa itse tietokoneverkon tai osoittaa tietokoneverkon
litantapaatteet.

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus

IEC 60417 6057  Varoitus, liikkuvia osia
Turvatoimiohje, jonka tarkoituksena on pitaa sinut loitolla liikkuvista
osista.

® IEC 60417 6222  Vleiset tiedot
l Osoittaa ohjeen laitteen tilan tutkimiseen, esim. monikayttoiset
kopiointikoneet.

Muut symbolit ja merkinnat

Symboli Standardi/Saanto Kuvaus
B< 21 CFR801.15(c)(1)(i)F Vain hoitomaarays
Only Yhdysvaltain elintarvike- ja ldakevirasto FDA:n (FDA)

hyvaksyma vaihtoehto: "Huomio: Liittovaltion laki rajoittaa
taman laitteen myynnin lisensoidulle terveydenhuollon
ammattilaiselle tai taman maarayksesta.”

Laitteen Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa  Laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa luetellaan

|uetellaan direktiivit, joita jarjestelmé direktiivit, joita jarjestelma noudattaa.
noudattaa

Direktiivi 2012/19/EY EU: sdhko- ja S&hko- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE)

elektroniikkalaiteromu (WEEE) Elektronista tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana
jatteend, vaan se on lahetettava eri kerayspisteisiin talteen
— otettavaksi ja kierratettavaksi.

Tama etiketti osoittaa, etta:

* | Laite tuotiin Euroopan markkinoille 13. elokuuta
2005 jalkeen.

« | Laitetta ei saa havittaa minkaan Euroopan unionin
jasenvaltion yhdyskuntajatteen kerdysjarjestelman
kautta.

Asiakkaiden on ymmarrettava kaikki sahkolaitteiden oikeaa
puhdistusta ja turvallista havittamista koskevat lait ja
noudatettava niita.

@ AS/NZS 44171 Vaatimustenmukaisuusmerkintd (RCM)

Osoittaa Australian Communications Media Authority
(ACMA) -vaatimusten (turvallisuus ja EMC) noudattamista
Australian ja Uuden-Seelannin osalta.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 15
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Kuvaus

Symboli Standardi/Saanto

Kiinan kansantasavallan

‘w elektroniikkateollisuuden standardi

SJ/T11364

Kiinan kansantasavallan

‘le’ elektroniikkateollisuuden standardi
SJ/T11364

Osasto 47 United States Code of
Federal Regulations, 0sa 15

Fi saatavilla
¢ us

@@ CSA Kansainvalinen
C us

Gnl Ei saatavilla
[ e us

| cH [Rep|  Invitro -diagnostisia laakinnallisia
laitteita koskeva asetus (IvDQ), joka on
annettu 4. toukokuuta 2022.

RH Ei saatavilla

10% - ©5%

Ei saatavilla

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Vaarallisten aineiden kéyton rajoittaminen (RoHS 2)
Osoittaa, ettd tama elektroninen tietotuote siséaltaa tiettyja
myrkyllisia tai vaarallisia elementteja, ja sita voidaan
kayttaa turvallisesti sen ymparistonsuojelun mukaisen
kayton aikana. Logon keskelld oleva numero osoittaa
tuotteen ymparistolle turvallisen kayttGajan (vuosina).
Ulompi ympyra osoittaa, etta tuote voidaan kierrattaa. Logo
tarkoittaa myas, etta tuote on kierratettava valittomasti sen
ymparistonsuojelullisen kayttoajan paatyttya. Etiketissa

Vaarallisten aineiden kdyton rajoittaminen (RoHS 2)
Osoittaa, ettd tama elektroninen tietotuote ei sisalla
vaarallisia aineita tai ne eivat ylita GB/T 26572 -
standardissa maaritettyja pitoisuusrajoja. Se on
ymparistoystavallinen tuote, joka voidaan kierrattaa.

Yhdysvaltain liittovaltion viestintakomissio (FCC)
Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-
saantojen osan 15 mukaisia madriteltyja rajoituksia.

Underwriters Laboratory (UL) - sertifiointimerkintd
Underwriters Laboratories on sertifioinut, etta luetellut
tuotteet tayttavat seka Yhdysvaltain etta Kanadan
turvallisuusvaatimukset.

CSA Groupin testauslaitoksen luetteloima hyvaksytty laite
CSA Group on sertifioinut, etta luetellut tuotteet tayttavat
seka Yhdysvaltain etta Kanadan turvallisuusvaatimukset.

Intertek-testauslaitoksen luetteloima hyvaksytty laite
Intertek-testauslaitos on sertifioinut, etta luetellut tuotteet
tayttavat seka Yhdysvaltain etta Kanadan
turvallisuusvaatimukset.

Valtuutettu edustaja Sveitsissa
Osoittaa valtuutetun edustajan Sveitsissa.

Suhteellinen kosteusalue

lImaisee suhteellisen kosteuden hyvaksyttavat yla- ja
alarajat kuljetusta ja varastointia varten. Taman symbolin
mukana toimitetaan sovellettavat suhteellisen kosteuden
rajat.

Yhdistdmaton portti
Tassa tuotteessa on littamaton portti ruiskupumpussa.



Turvallisuussymbolit

BOND in tuotteiden turvallisuussymbolien selitykset.

1ISO 7010

Graafiset symbolit — Turvavarit ja -merkit — Rekisterdidyt turvamerkit.

Symboli Standardi/Saanto Viite

Kuvaus

ii 1ISO 7010 WO001
%@ 1ISO 7010 W004
f 1ISO 7010 W007
.g 1ISO 7010 WO009
ii 1ISO 7010 W012
.' 1ISO 7010 WO016
fi 1ISO 7010 W017
f 1ISO 7010 W020
ii 1ISO 7010 W021
|| 1ISO 7010 W022

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09

Yleinen varoitus
varoitustietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimiin, joita ei eri syista
voida esittaa itse laakinnallisessa laitteessa.

Varoitus: lasersade
Laservaara. Vakavan silmavamman mahdollisuus. Valta suoraa
katsekontaktia lasersateisiin.

Varoitus: lattiatason este
Lattiatason esteiden vaara. Ole varovainen, kun olet lattiatason esteen
laheisyydessa.

Varoitus: biologinen vaara

Biologinen vaara. Mahdollinen altistuminen biologiselle vaaralle.
Noudata mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita
altistumisen valttamiseksi.

Varoitus: séhkoiskun vaara
Sahkovaara. Sahkoiskun vaara. Noudata toimitetuissa asiakirjoissa
annettuja ohjeita henkilo- ja laitevahinkojen valttamiseksi.

Varoitus: myrkyllinen materiaali

Myrkytysvaara. Vakavien terveysvaikutusten riski, jos asianmukaisia
kemikaalien kasittelymenetelmia ei noudateta. Reagensseja
kasiteltaessa on kaytettava suojalaseja ja -kasineita.

Varoitus: kuuma pinta
Lampovaara. Kuumien pintojen koskettaminen johtaa palovammoihin.
Valta koskettamasta talla symbolilla varustettuja osia.

Varoitus: ylapuolella oleva este
Ylapuolella oleva este. Varo, ettet tormaa tai astu ylapuolella olevaan
esteeseen.

Varoitus: syttyva materiaali
Syttymisvaara. Tulenarat materiaalit voivat syttya tuleen, jos
asianmukaisia varotoimia ei noudateta.

Varoitus: terava elementti
Terdva elementti. Varo terdvien esineiden (esim. neulojen, terien)
aiheuttamia vammoja.

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Symboli Standardi/Saanto Viite  Kuvaus

ISO 7010 W023  Varoitus: syovyttava aine
é Syovyttavan aineen aiheuttama kemiallinen vaara. Vakavien

terveysvaikutusten riski, jos asianmukaisia varotoimia ei noudateta.
Kayta aina suojavaatteita ja kasineita. Siivoa vuodot valittomasti
tavanomaisten laboratoriokaytantojen mukaisesti.

ISO 7010 W024  Varoitus: kisien murskaantuminen
A Murskaantumisvaara. Kadet tai kehon osat voivat murskaantua laitteen

mekaanisten osien sulkeutuessa.
ISO 7010 W072  Varoitus: Ympdristdvaara
Ymparistovaara. Aine tai seos, joka voi aiheuttaa ymparistovaaran.

Yleiset varoitukset

Varoitukset ovat ilmoituksia vaaroista, jotka voivat johtaa henkilovahinkoihin tai mahdollisten potilasnaytteiden
menetykseen, vaurioitumiseen tai virheelliseen yksilointiin. Noudata kaikkia varotoimia henkilo- ja laitevahinkojen
seka potilasnaytteiden vaurioitumisen, menetyksen tai virheellisen yksiloinnin valttamiseksi.

Varoitussymboleissa on musta reuna ja keltainen tausta.

BOND-PRIME-jarjestelman yleiset varoitukset annetaan alla. Muut varoitukset annetaan kayttooppaan
asiaankuuluvissa osioissa.

Prosessointimoduulin kaytto

noudateta oikein, seurauksena voi olla epatyydyttava suorituskyky.

Varmista, ettd BOND-PRIME-prosessointimoduuli toimii oikein, noudattamalla aina
hyvaksyttyja ohjeita kohdasta Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd. Jos ohjeita ei
BOND-PRIME ei edellyta verkkoyhteytta toimiakseen ja kayttotarkoitustaan varten.
Ehkaise haitallista tai luvatonta kayttoa asentamalla BOND-PRIME ilman verkko-
/infrastruktuuriyhteytta.

Jos haluat verkkoyhteyden, on suositeltavaa muodostaa laitteella BOND-PRIME yhteys
palomuurilliseen lahiverkkoon (VLAN). Vaihtoehtoisesti voit ottaa kayttdon ja vahvistaa

omat verkkoturvallisuusmekanismisi vakiotoimintamenettelyjen mukaisesti.
Lisatietoja on tietojarjestelméopas versioille BOND 7+ (49.6539.811).

Ohjaimen haittaohjelmatartunta BOND voi johtaa yllattavaan toimintaan, mukaan

A lukien prosessointimoduulien poistuminen kaytosta. Varmista, etta USB-
tallennusvalineissasi ei ole viruksia, ennen kuin liitat ne ohjaimeen BOND. Lisaksi Leica
Biosystems Melbourne Pty Ltd ei esiasenna virustorjuntaratkaisua; suosittelemme,
ettd asennat oman yrityksen virustorjuntatuotteen. Lisatietoja saat paikalliselta yhtion
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd edustajalta.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 18
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Sahkovaarat

> B B

Poista prosessointimoduulin kannet tai yrita paasta kasiksi sisaisiin komponentteihin
vain, jos tassa asiakirjassa kehotetaan tekemaan niin. Prosessointimoduulin sisalld on
vaarallisia jannitteita. Vain Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd-yhtion hyvaksymat
patevat huoltoasentajat saavat tehda sahkotoita.

vaaraan virransyottojannitteeseen, se voi vahingoittaa prosessointimoduulia.
lImoita asiakastukeen, jos asetusta on muutettava.

Prosessointimoduuli on kytkettava maadoitettuun pistorasiaan, jonka on oltava
helppopaasyisessa paikassa.

Ala ohita tai oikosulje sulakkeita.

Ennen kuin vaihdat sulakkeen, aseta prosessointimoduulin vaihtovirtakytkin OFF-
asentoon ja irrota virtajohto prosessointimoduulin takakannesta.

Kayta vain hyvaksyttyja vaihtosulakkeita. Jos sulakkeet on vaihdettava saannallisesti,
ilmoita siita asiakastukeen.

Kemialliset vaarat

> P

Varmista, etta asennat korkit oikein irrotettaviin bulkkisailioihin.

Ala paasta liekkia tai muuta syttymislahdetta prosessointimoduulin lhelle.
Osa bulkkisailioiden reagensseista on tulenarkoja.

Tulipalojen ehkaisemiseksi ala aseta syttyvia materiaaleja prosessointimoduulin
kuumille pinnoille tai kuumien pintojen lahelle.

Mekaaniset vaarat

> BB

Kayta molempia késid, kun nostat DI Water (Deionisoitua vettd) ja bulkki- / Hazardous

Sulje kansi, ennen kuin yritat kayttaa prosessointimoduulia. Prosessointimoduulissa
on lukituksia, jotka estavéat toiminnan, kun kansi on auki. Ald yrita ohittaa lukituksia.

Jos High-Speed Robot (Pikarobotti) jaa jumiin Work Surfacen (Tydskentelytaso)
ylapuolelle, ala yrita siirtaa sita manuaalisesti. Ota yhteytta asiakastukeen ongelman
selvittamiseksi.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Kun suljet kantta, varmista, etta katesi ovat poissa aukosta. Kansi on painava ja voi
aiheuttaa vammoja.

Kun prosessointimoduuli on toiminnassa, kansi on lukittu suljettuun asentoon. Al yrita
avata kantta.

High-Speed Robot (Pikarobotti) ja Wash Robot (Pesurobotti) eivat saa jatkaa
toimintaansa kannen ollessa auki. Jos ne jatkavat toimintaansa, iimoita ongelmasta
valittomasti asiakastukeen.

Kun prosessointimoduuli on toiminnassa, ala laita kasiasi Reagent Platformin
(Reagenssilava) aukon sisaan. High-Speed Robot (Pikarobotti) voi liikkua nopeasti ja
akillisesti kayton aikana.

Jos prosessointimoduuli on siirrettava kauas uuteen paikkaan, ilmoita siita
asiakastukeen. Prosessointimoduuli on hyvin raskas. Prosessointimoduulia saa siirtaa
vain hyvaksytty henkilosto.

> >l B

Prosessointimoduulin kaytto

Reagenssien ja leikkeiden kontaminoitumisen estamiseksi prosessointimoduulia saa
kayttaa vain puhtaassa ymparistossa, jossa ei ole polya tai hiukkasia.

Varmista epdpuhtauksien ja epatyydyttavan suorituskyvyn ehkadisemiseksi, etta
bulkkisailiot asennetaan oikein. Bulkkisailioasemissa on varikoodatut nimitarrat.

> B

Katso 1.7 Bulkkisailiot.

Yleiset huomiot

Huomiot ovat ilmoituksia vaaroista, jotka voivat johtaa BOND -jarjestelman laitevahinkoihin tai muihin seuraamuksiin
mutta eivat ihmisia koskeviin vaaroihin.

Huomautussymboleissa on musta reuna ja valkoinen tausta

Yleiset BOND-PRIME-huomiot annetaan alla. Muut huomiot annetaan kayttooppaan asiaankuuluvissa osioissa.

Henkilonsuojaimet (PPE)

Sinun on kaytettava vaadittua vahimmaissuojainta, ennen kuin kaytat reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat
prosessointimoduulia:

o |aboratoriokasineet
e Suojalasit

» Sopiva suojavaatetus, esimerkiksi laboratoriotakki

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Asennusvaarat

>

Ala sulje prosessointimoduulin takakannen ilmanvaihtoaukkoja.

Kayttovaarat

>B>BEPBPB

Aseta kaikki naytelasin etiketin osat naytelasin kaikkien reunojen sisaan. Paljas
tahmea pinta voi aiheuttaa sen, ettd naytelasin etiketti (ja naytelasi) tarttuvat Covertile-
peitelevyyn tai muihin laitteisiin ja vahingoittavat naytelasia.

Ala jata mitaan kosteutta tai tahmeita jaamia naytelasia etikettialueelle, silla se voi
aiheuttaa vahinkoa.

Irrotettavat osat saa puhdistaa vain kasin. Al puhdista osia astianpesukoneessa, jotta
ne eivat vahingoitu. Ala kayta liuottimia tai kovia tai hankaavia materiaaleja osien
puhdistamiseen.

Ala kaytd voimaa asentaessasi bulkkisailioita. Se voi vahingoittaa sailiota.

Vahingoittuneita naytelaseja ei saa kayttaa.

Reagenssivaarat

> B b

Yhteensopimattomat bulkkireagenssit voivat aiheuttaa epatyydyttavan suorituskyvyn
ja vaurioittaa prosessointimoduulia.

Katso kohtaa Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, niin saat lisatietoa yhteensopivista
bulkkireagensseista.

Ala kayta ksyleenid, kloroformia, asetonia, vahvoja happoja (esimerkiksi 20 % HC),
vahvoja emaksia (esimerkiksi 20 % NaOH) BOND-PRIME -prosessointimoduuleissa.

alue vélittomasti 70 % etanolilla prosessointimoduulin kansien vahingoittumisen
ehkaisemiseksi.

Kayta ainoastaan BOND-PRIME Dewax Solution, BOND-PRIME ER1, BOND-PRIME ER2
ja BOND-PRIME Wash Solution Concentrate BOND-PRIME-kasittelymoduuleissa.

Ald kayta ksyleenid, ksyleenin korvikkeita tai muita reagensseja, jotka voivat
vahingoittaa BOND-PRIME-jarjestelmasta osia ja aiheuttaa nestevuotoja.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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BOND-PRIME-|aitteisto

Tassa osiossa:

1.1 Tietoja BOND-PRIME . 23
1.2 BOND-PRIME Prosessointimoduuli ... 26
1B KNS 28
1.4 Preload (Esilataus-) ja Unload Drawerit (Purkulaatikko) ... 29
1.5 Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin ......................... 30
1.6 Reagent Platform (Reagenssilava) ...l 33
1.7 BUIKKISEIIOT ... 34
1.8 a0 .. 36
1.0 VAl OVIrt ARy KN 37
1.10 Reagent Trays (Reagenssialustat) ... ... 38
1.11 Work Surface (Tydskentelytaso) (kannenalla) ... 39
1.12 Yhdista prosessointimoduuli ja kytke se paalle ... 49
113 Irrota prosessoiNtimOdUUL ... o1
1.14 Prosessointimoduulin siirtaminen uuteen paikkaan ... 53
1.15 Prosessointimoduulin poistaminen kaytosta ja havittaminen ... 95
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1 BOND-PRIME-|aitteisto

1.1 Tietoja BOND-PRIME

BOND-PRIME on tarkoitettu asianmukaisen koulutuksen saaneiden laboratoriohenkilokunnan jasenten kayttoon.
BOND-PRIME sisaltaa seuraavat ensisijaiset osat:

* Yksi tai useampi prosessointimoduuli
» BOND-ohjain tai BOND-ADVANCE-ohjain.

BOND-ADVANCE-jarjestelmdssa on myds terminaalit, ja siihen voi sisaltya toissijainen (vara) ohjain.

* Yksi tai useampi kasikayttoinen viivakoodilukija

* Yksi tai useampi objektilasin merkintalaite.

Selite
1 BOND-MAX-prosessointimoduuli 5 Objektilasin etikettitulostin
2 BOND-PRIME-prosessointimoduuli 6 BOND ohjain
3 BOND-lIl-prosessointimoduuli 7 LIS-yhteys
4 Kasikdyttoinen viivakoodilukija
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1 BOND-PRIME-laitteisto

Jokaisessa uudessa BOND-PRIME-prosessointimoduulissa on:
« Irrotettava esiladattava Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
« Irrotettava purettava Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
« Single Reagent Trays (Yksittdinen reagenssialusta)
 Ethernet-kaapeli.

Muita tarpeellisia tarvikkeita ovat:
o BOND-PRIME-tunnistusjarjestelmat
« BOND-PRIME-malliset kayttovalmiit (RTU) reagenssit tai tiivisteet

Katso taydellinen ja ajantasainen luettelo kulutustarvikkeista ja varaosista www.leicabiosystems.com sivustolta.

1.1.1  BOND-PRIME lisamateriaalit ja kulutustarvikkeet

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd toimittaa seuraavat lisamateriaalit BOND-PRIME-prosessointimoduulin kanssa

kaytettavaksi.

Ala kayta vaihtoehtoisia lisamateriaaleja, jotta saat mahdollisimman laadukkaat varjatyt objektilasit ja jotta ne eivat

vaurioidu.

Lisareagenssit
» BOND-PRIME Dewax Solution
» BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
» BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2
e BOND-PRIME Hematoxylin
« BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Puhdistussarja)

Kulutustarvikkeet

« BOND Plus-leikkeet tai hyvaksyttavat objektilasit (katso 6.6 Mikroskoopin objektilasin tekniset tiedot)

» BOND Avoimet sailiot (7 ml), 10 kpl:n pakkaus
« BOND Avoimet sailict (30 ml), 10 kpl:n pakkaus
» BOND Titraussarja, 10 sailiota, 50 istukasta

o BOND Leikkeen merkinta- ja tulostusnauhapakkaus

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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1 BOND-PRIME-laitteisto

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -paivityssarjaa):
e 24 ARC Covertilea
1 Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)

Varaosat
« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME Imukupit)

Tarvittavat reagenssit (Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ei
toimita)

» Reagenssilaatuinen alkoholi

« DI Water (DI-vesi)
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1 BOND-PRIME-laitteisto

1.2 BOND-PRIME Prosessointimoduuli

1.2.1  Nakyma edesta

1
2
3 4
3}
o 6
1!__,_” g
7
Selite
1 2 Kosketusnaytto 5 1.7 Bulkkisailiot
2 1.3Kansi 6 1.8 Séiliokaappi
3 1.4 Preload (Esilataus-) ja Unload 7 Sump Tray (Kaukalon alusta)
Drawerit (Purkulaatikko)
4 1.6 Reagent Platform (Reagenssilava)
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1 BOND-PRIME-laitteisto

1.2.2  Nakyma takaa
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Selite

1 Ethernet-yhteys
2 Sulakkeet ja virtalahdeliitanta
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1 BOND-PRIME-laitteisto

1.3 Kansi

sono-pRIVE [N

Selite
1 2 Kosketusnaytto 4 Valmiustilan virtapainike ja valkoinen LED-valo
2 Kl s o psesanial ol
Mahdollistaa Work Surfacen (Tyoskentelytaso) pois P '
tarkastelun prosessointimoduulin ollessa 5 Kahva
kaynnissa. Kaytetaan kannen avaamiseen ja sulkemiseen.

3 Viivakoodinlukija
Kaytetaan bulkkireagenssin syattopullojen ja ARC
Refresh Kit (ARC-paivityssarjan) skannaamiseen.
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1 BOND-PRIME-laitteisto

1.4  Preload (Esilataus-) ja Unload Drawerit
(Purkulaatikko)

1 2

% ~%
o a -

Selite

1 Preload Drawer (Esilatauslaatikko)
2 Unload Drawer (purkulaatikko)

Katso myos:
» 2.5Esilataa objektilasit

» 2.7 Poista naytelasit

 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin
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1.5  Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas),
jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin

1.5.1  Slide Drawer Inserts (Leikelaatikon istukkaat)

A A\

O] [0

1 2
Selite
1 Esilataa Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
2 Poista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
Katso myos:

e 2.5 Esilataa objektilasit
e 2.7 Poista ndytelasit

 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin
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1.5.2  Jatteen poistot

A A\

Selite

1 Esilataa jatetyhjennys
2 Poista jatetyhjennys

Jatetyhjennykset ovat kaytettavissa, kun Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat) on poistettu avatuista
laatikoista.

Katso myos:

 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin
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1.5.3  Sailiot ja poistoputki, jossa on suodatin

/\/\2 3

Selite

1 Sumput
2 Unload Drawerin (Purkulaatikon) poistoputki

3 Noudon suodatin

suodatinta jateveden poistamiseen, kun Unload Drawer (Purkulaatikko) avataan ja suljetaan.

Jos sdiliossa on nestettd, se voi johtua siitd, ettd Unload Drawerin (Purkulaatikon) suodatin on tukossa. Katso
4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin.

Katso myos:

 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin
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1.6 Reagent Platform (Reagenssilava)

Selite

=

1 Single Reagent Tray (Yksittdinen
reagenssialusta)

2 Dual Reagent Tray
(Kaksoisreagenssialusta)

3 Reagent Platform (Reagenssilava), jossa
on 14 kaistaa
(70 Reagent Containerin
(Reagenssisailiot) kokonaistilavuus, mika
tahansa yhden ja kahden alustan
yhdistelma)

Katso myos:

» 1.10 Reagent Trays (Reagenssialustat)

» 2.10.6 Pura Reagent Tray (Reagenssialustat)

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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2.10.2 Reagent Trays (Reagenssialustojen) lataaminen

2.10.1 Valmistele Reagent Containers (Reagenssisailict) ja Reagent Trays (Reagenssialustat)

4.9 Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilava) ja ARC Bankin (ARC-pankki) pinnat



1 BOND-PRIME-laitteisto

1.7 Bulkkisailiot

A\ A\

Selite
1 . DI Water (DI-vesi) 5 BOND-PRIME Epitope Retrieval 2
2 Alkoholi 6 BOND-PRIME Wash Solution
3 BOND-PRIME Dewax Solution Concentrate
4 BOND-PRIME Epitope Retrieval 1 / Bulkkijate

Vaarallinen jate

VAROITUS: Kayta molempia kasid, kun nostat DI Water (Deionisoitua vetta) ja bulkki- / Hazardous

A Waste Container (Vaarallisen jatteen s&ilio) -sailidita puhdistus- ja huoltotehtaviin.
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Katso myos:
4.2 DI Water (DI-vesisailion) tayttaminen
 4.15 Puhdista Bulk DI Water Container (Bulkkimaaraisen deionisoidun veden sailio)
o 4.3 Tayta alkoholisailio uudelleen
 4.16 Puhdista lukitut Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailiot)
o 4.4 Tayta eran seurattavat bulkkisailiot

e 4.5 Jatesailioiden tyhjentaminen
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1.8

Selite

1 DI Water Reservoir (deionisoidun veden silio)
2 Alipainesiilio

3 BOND-PRIME Wash Working Solution Reservoir
(BOND-PRIME Wash Working Solution -silic)

4 Bulk Waste Reservoir (bulkkijateséilio)

5 Hazardous Waste Reservoir (vaarallisen jatteen
séilic)

oL

1L

5L
5L

ii VAROITUS: Varo, ettet kompastu sailiokaapin oveen, kun se on avoinna.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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1.9  Vaihtovirtakytkin

I Paalla
O Pois paalta

‘ ii VAROITUS: Varo, ettet kompastu sailiokaapin oveen, kun se on avoinna.

Katso myos:
» 1.12 Yhdista prosessointimoduuli ja kytke se paalle

e 1.13 Irrota prosessointimoduuli
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1.10 Reagent Trays (Reagenssialustat)

1 6 1
2 7 2
3 8 3
4 9 4
5 10 5

Selite

1 Single Reagent Tray (Yksittdinen reagenssialusta)
Siihen mahtuu enintdan 5 Reagent Containeria (Reagenssisailiot).

2 Dual Reagent Tray (Kaksoisreagenssialusta)
Siihen mahtuu jopa 10 Reagent Containeria (Reagenssisailiot), vaikka joissakin
Reagent Containeria (Reagenssiséiliot), esimerkiksi BOND-PRIME Hematoxylin
ilisasailioita (AR0096).

Kaikki BOND -Reagent Containerit (Reagenssisdiliot) ja BOND-PRIME-reagenssijarjestelmét on rekisterditdva BOND-
ohjaimeen ennen kayttoa.

Katso myos:
1.6 Reagent Platform (Reagenssilava)
» 2.10.1 Valmistele Reagent Containers (Reagenssisailict) ja Reagent Trays (Reagenssialustat)

» 2.10.2 Reagent Trays (Reagenssialustojen) lataaminen

» 2.10.6 Pura Reagent Tray (Reagenssialustat)

Katso BOND 7 Kayttiopas.
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1.11

A A\ A A

s R G-
B( i !

Work Surface (Tyoskentelytaso) (kannen alla)

; \.
—

g N o o

Selite

1.11.2 High-Speed Robot (Pikarobotti)

1.11.6 Pesu-/valmisteluasemat

2 1.11.4 Wash Robotit (Pesurobotti) (2) High-Speed Robotin (Pikarobotti) ARC Probelle
3 1.11.5ARC Modules (Aktiivinen reagenssikontrolli) (ARC-anturi):
« Asema A (takana) numeroitu 1-12 » Tavallinen pesuasema (takana)
vasemmalta oikealle « Vaarallisten aineiden pesuasema (edess3)
* Asema B (edessa) numeroitu 1-12 1.11.6 Pesu-/valmisteluasemat
vasemmalta oikealle
, Esitayttoasema (Bulk Reagent Probeja
4 1.11.6 Pesu-/vaimisteluasemat (Bulkkireagenssianturit) varten)

Pesuasemat (Wash Robot (Pesurobotti)) 1.11.7 Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)
1.11.8 Slide Preparation Station (leikkeen
valmisteluasema)

Katso myos:

 4.14 Kayta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -pdivityssarjaa)

4.7 Aloita huolto

5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules (ARC-moduulit)

4.8 ARC Modules (ARC-moduulit) siséapintojen pyyhkiminen

4.9 Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilava) ja ARC Bankin (ARC-pankki) pinnat

413 Puhdista pesu-/esitayttéasemat
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1.11.1  Work Surface (Tyoskentelytaso) (nakyma edesta)

A A\ A A

6
5
BT T T 7
5
Selite
1 1.11.2 High-Speed Robot (Pikarobotti) 5 1.11.6 Pesu-/valmisteluasemat
2 1.11.4 Wash Robotit (Pesurobotti) (2) High-Speed Robotin (Pikarobotti) ARC Probelle
3 1.11.5 ARC Modules (Aktiivinen reagenssikontrolli) (ARC_?mU”): .
. Tavallinen pesuasema (takana) ja
Asema A (takana) numeroitu 1-12 vasemmalta Vaarallisten aineiden pesuasema (edess3)
oikealle. .
Asema B (edessd) numeroitu 13-24 vasemmalta 1116 Pesur/valmisteluasemat
oikealle. Esitayttoasema (Bulk Reagent Probeja

(Bulkkireagenssianturit) varten)
7 1.11.7 Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)

8 1.11.8Slide Preparation Station (leikkeen
valmisteluasema)

4 1.11.6 Pesu-/valmisteluasemat

Pesuasemat (Wash Robot (Pesurobotti))
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1.11.2  High-Speed Robot (Pikarobotti)

Selite

1 ID Imager (Tunnisteldmpdkamera) 3 ARC Probe (ARC-anturi)
Annostelee reagenssista saatuja reagensseja ARC

2 Suction Cup (Imukuppi
b PP Modules (ARC-moduulit) seuraavista:

Leikkeiden siirtdmiseen Preload Drawerista

(Esilatauslaatikko) ARC Modules (ARC-moduulit) ja « Reagent Platformiin (Reagenssilava) ladatut
Unload Drawer (Purkulaatikkoon). sailict. Katso 1.6 Reagent Platform

Katso 1.4 Preload (Esilataus-) ja Unload Drawerit (Reagenssilava).

(Purkulaatikko) ja 1.11.5 ARC Modules (Aktiivinen « sekamuotoiset reagenssit, jotka on saatu
reagenssikontrolli). Mixing Well Platesta (Sekoitusaltaan levy).

Katso 1.11.7 Mixing Well Plate
(Sekoitusaltaan levy).

4 Bulk Reagent Probes (Bulkkireagenssianturit)
(katso myds seuraava sivu)
Annostele bulkkireagenssit
bulkkireagenssisailidistd ARC Modules (ARC-
moduulit). Katso 1.7 Bulkkisailiot.

VAROITUS: Jos High-Speed Robot (Pikarobotti) jaa jumiin Work Surfacen (Tydskentelytaso)
ylapuolelle, ala yrita siirtaa sita manuaalisesti. Ota yhteytta asiakastukeen ongelman selvittamiseksi.
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Katso myos:
e 4.10 Suction Cup (Imukupin) puhdistaminen

 4.11 Suction Cup (Imukupin) vaihtaminen

1.11.3  Probe Selector (Anturivalitsin)

Selite

1 Letkujen liittimet 3 Puristusjouset

2 Bulk Reagent Proben (bulkkireagenssianturi) holkit 4  Bulk Reagent Probes (Bulkkireagenssianturit)
Bulk Reagent Probes (Bulkkireagenssianturit)
kiinnitetaan robottipaan Probe Selectorin
(Anturivalitsin). Probe Selector (Anturivalitsin) -
karuselli pyorii asettaakseen tarvittavan anturin
ARC Modulen (ARC-moduuli) ylapuolelle.
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1.11.4 Wash Robotit (Pesurobotti)
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Selite

1 Wash Robot (Pesurobotti) (ARC Modules (ARC-
moduulit) = Ryhma A)

2 Wash Robot (Pesurabotti) (ARC Modules (ARC-
moduulit) - Ryhma B)

Wash Robot Probe (Pesurobotin anturi)

@ Huollon aikana voit siirtdd Wash Robots (Pesurobotti) manuaalisesti, jotta saat paremman paasyn
ARC Modules (ARC-moduulit).

Jos Wash Robot (Pesurobotti) jad jumiin Work Surfacen (Tyoskentelytaso) ylapuolelle, dla yrita
siirtaa sita manuaalisesti. Ota yhteytta asiakastukeen ongelman selvittamiseksi
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1.11.5 ARC Modules (Aktiivinen reagenssikontrolli)

Kaksikymmenténeljd ARC Modules (ARC-moduulit), jotka on asennettu kahteen ARC Banks (ARC-pankki), pitdvat
naytelasit paikallaan varjayksen aikana. Yhdessé ne tunnetaan nimellé ARC Array (ARC- ryhmé) Reagenssit

Robots (Pesurobotti) puhdistavat ARC MBOND-PRIMEodules (ARC-moduulit).

ARC Modules (ARC-moduulit) jate ohjataan Hazardous Waste Reservoir (Vaarallisen jatteen sailioon).

A A\ /A

Selite
1 ARC Module Latch (ARC-moduulin kiinnityssalpa) 3 ARC Module Lid Assembly (ARC-moduulin

2 ARC Module Cover (ARC-moduulin pallys) kansikokoonpano)
4 ARC Covertile:

)

&

Jos Action Queue (Toimintajono) (katso Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkki sivulla 67) osoittaa, ettd ARC
Module (ARC-moduuli) on viallinen, tarkista, etta siina on Covertile.

Jos ARC Module (ARC-moduuli) vuotaa, tarkista:
 Covertilen ja Covertile-tiivisteiden kunto ja tarvittaessa vaihda Covertile.

« Ettd ARC Modules (ARC-moduulit) ei ole roskia ja tarvittaessa puhdista (ARC Modules (ARC-moduulit)
sisdpintojen pyyhkiminen sivulla 126).
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Katso myos:
e 4.8 ARC Modules (ARC-moduulit) sisapintojen pyyhkiminen
 4.14 Kaytd BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -paivityssarjaa)
« 5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules (ARC-moduulit)
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1.11.6  Pesu-/valmisteluasemat

A /A

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Selite
1 Bulk Probe Prime Station (Bulkkianturin 3 ARC Proben (ARC-anturi) pesuasemat
valmisteluasema) Oikeanpuoleista porttia kaytetaan pesuun.

2 Wash Robot (Pesurobotti) pesuasemat
Oikeanpuoleista porttia kaytetaan pesuun.

Jateneste:

« ARC Proben (ARC-anturi) pesuasemasta, joka on asemassa A (takana) ohjataan Bulk Waste Reservoiriin

Katso myos:

» 413 Puhdista pesu-/esitayttoasemat
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1.11.7  Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)

Selite

1 Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy).
Tassa kohtaa kromogeenireagenssit sekoitetaan ennen ARC
Probe (ARC-anturi) ARC Modules (ARC-moduulit) oleviin
leikkeisiin annostelua.
Katso 1.11.5 ARC Modules (Aktiivinen reagenssikontrolli) ja
1.11.2 High-Speed Robot (Pikarobotti).

Mixing Well Platen (Sekoitusaltaan levy) suuntaus Mixing Blockissa (Sekoitusblokki) ei ole tarkeda, mutta se on
asetettava pidikkeeseen oikein.

‘ Prosessointimoduuli ei suorita alustusta loppuun, jos Mixing Well Platen (Sekoitusaltaan levy) ei ole
asennettu.

Katso myos:
e 4.14 Kdytda BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -paivityssarjaa)
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1.11.8  Slide Preparation Station (leikkeen
valmisteluasema)

A [\

Selite

1 Slide Preparation Station (leikkeen valmisteluasema)

@ Ennen kuin kukin objektilasi siirretddn ARC Moduleen (ARC-moduuli) kasittelya varten, se
puhdistetaan kayttdmalld paineilmasuihkuja Slide Preparation Stationissa (Leikkeen

valmisteluasema). Tdma on suunniteltu poistamaan ei-toivotut hiukkaset, erityisesti lasihiukkaset,

objektilasin pinnoilta, jotta varjaysprosessi ei vaarannu.
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1.12 Yhdista prosessointimoduuli ja kytke se paalle

1

AARARARDAD

i
!

SALLLLALLLARLLLL

2l
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Kytke Ethernet-kaapeli laboratorion verkkoporttiin.

Prosessointimoduulia on ehka siirrettava,
jotta paaset paremmin kasittelemaan
takapaneelin liittimia.

7. Kytke verkkovirtajohto.

a. Kytke virtajohto prosessointimoduulin takaosaan.
b. Kytke virtajohto seindpistorasiaan.

Prosessointimoduulia on ehka siirrettava,
jotta paaset paremmin kasittelemaan
takapaneelin liittimia.

3. Kéynnista prosessointimoduulin virta.

b. K&anna valhtowrtakytkmté myGtapaivaan.
C. Sulje sailiokaapin ovi.
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4. Kun prosessointimoduuli kaynnistetaan, se alustetaan

Leica ennen kirjautumisnayton nayttamista. Tama prosessi

Z kestaa 8-15 minuuttia. Jos prosessointimoduuli ei
kaynnisty, katso 5.1 Alustamisen epaonnistuminen.

Status Screen (Tilanadyttd) avautuu.

BOND-PRIME KéyttGopas, 91.7500.509 A09 50

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



1 BOND-PRIME-laitteisto

1.13 Irrota prosessointimoduuli

Prosessointimoduuli on sammutettava ja irrotettava:

 ennen prosessointimoduulin siirtamista uuteen paikkaan

* ennen prosessointimoduulin kaytosta poistamista

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytto) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdvana
(Processing (Kasitellaan))

» objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Sammuta prosessointimoduulin virta.

a. Paina valmiustilan virtapainiketta.

@

A Ponnahdusikkuna osoittaa, etta prosessointimoduulin
procesno e sammuttaminen on turvallista.

BOND-Ph.

b. Napauta Close (Sulje).

® ®
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4. Sammuta prosessointimoduulin virta.

b. K&anna vaihtovirtakytkinta vastapaivaan.

C. Sulje sailiokaapin ovi.
VAROITUS: Varo, ettet kompastu séiliokaapin
oveen, kun se on avoinna.

5. lrrota verkkovirtajohto.

a. Irrota virtajohto seinapistorasiasta.
b. Irrota virtajohto prosessointimoduulin takaosasta.

@ Prosessointimoduulia on ehka siirrettava, jotta
paaset paremmin kasittelemaan takapaneelin

liittimia.

B
|
Ul:W’

)])))00
i
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6. lIrrota Ethernet-kaapeli prosessointimoduulin takaa.
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1.14 Prosessointimoduulin siirtaminen uuteen
paikkaan

VAROITUS: Jos prosessointimoduuli on siirrettava kauas uuteen paikkaan, ilmoita siita

asiakastukeen. Prosessointimoduuli on hyvin raskas. Prosessointimoduulia saavat siirtaa vain
hyvaksytyt henkilot.

HUOMAUTUS: Al4 sulje prosessointimoduulin takakannen ilmanvaihtoaukkoja.
Varmista, etta uudessa paikassa on riittava ilmanvaihto.

c HUOMAUTUS: Al4 nosta BOND-PRIME-prosessointimoduulia haarukkatrukilla.

Jos prosessointimoduuli on siirrettava vain lyhyen matkan paahan uuteen sijaintiin:
« |Irrota prosessointimoduuli. Katso 1.13 Irrota prosessointimoduuli.
» Tyhjennad jatesailiot. Katso 4.5 Jatesailioiden tyhjentaminen.
« lrrota ja puhdista Sump Tray (Kaukalon alusta). Katso 4.18 Sump Tray (Kaukalon alustan) puhdistaminen.

 Ennen kuin yritat siirtad BOND-PRIME-prosessointimoduulia, kierra neljan pydrakokoonpanon oransseja
hammaspyaria kiintoavaimella. Nosta keskijalkoja, jotta prosessointimoduuli voi liikkua vapaasti pyorillaan.
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 Tyonna vain sallittuja tyontoalueita, jotka on korostettu oranssilla.

 Kaanna uudessa paikassa, jossa pitdisi olla tasainen pinta, oransseja hammaspyoria keskijalkojen
laskemiseksi, kunnes prosessointimoduuli ei voi liikkua vapaasti renkaillaan.

Saada pyorakokoonpanojen jalkojen korkeutta varmistaaksesi, etta prosessointimoduuli on vaakasuorassa
kaikkiin suuntiin. Kayta kannen paalla olevaa vesivaakaa apuna.

Varmista, etta lattia on riittavan luja. Noudata kaikkia paikallisia ja asiaankuuluvia toimintamenettelyja. Katso
prosessointimoduulin mitat ja paino kohdasta 6 Tekniset tiedot.

Kayta vain hyvaksyttya virtajohtoa. Varmista, etta paaset seinapistorasian luo.

Arvioi sahkémagneettinen ymparisto ennen prosessointimoduulin kayttoa hairididen varalta.

sateilyn lahteiden lahella. Esimerkiksi suojaamattomat tarkoitukselliset radiotaajuuslahteet,

é HUOMAUTUS: Al kayta BOND-PRIME-prosessointimoduulia voimakkaan sahkomagneettisen
jotka voivat hairita asianmukaista toimintaa.

BOND-PRIME Kaytt6opas, 91.7500.509 A09 5
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1 BOND-PRIME-|aitteisto

1.15 Prosessointimoduulin poistaminen kaytosta ja
havittaminen

Prosessointimoduuli, mukaan lukien sen osat ja siihen liittyvat lisavarusteet, on havitettava sovellettavien paikallisten
menettelytapojen ja maardysten mukaisesti. Havita prosessointimoduulin kanssa kaytetyt reagenssit reagenssin
valmistajan suositusten mukaisesti.

Puhdista ja dekontaminoi prosessointimoduuli seka osat ja lisavarusteet paikallisten menettelytapojen ja maaraysten
mukaisesti ennen prosessointimoduulin tai osien ja lisavarusteiden palauttamista tai havittamista.

EU:ssa kaikki elektroniikkajate on havitettava sahko- ja elektroniikkalaiteromuasetuksen (2012/19/EU) mukaisesti.
Noudata elektroniikkajatteen havittamisessa paikallisia toimintamenettelyja ja maarayksia EU:n ulkopuolisilla alueilla.

Jos tarvitset apua, ota yhteytta paikalliseen Leica Biosystems edustajaan.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 iE
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Kosketusnaytto

Tassa osiossa:

2.1 Kirjautuminen sisdan ja ulos

2.2 NavIgoINtIPalKKI
2.3 Status Screen (THANAYHIO) ... .o
2.4 Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkKi ...
2.5 Esilataa objektilasit ...
2.6 Preload Screen (Esilatausnaytto)

2.7 POIS A NAY OISt
2.8 Unload Screen (PUrKUNEYTED) ... ..o i
2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja lelketiedot ...
2.10 Reagents Screen (ReagenSSINAYHO) ... oo
2.17 Maintenance Screen (HUOIONAYHO) ... o e

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

56



2 Kosketusnaytto

2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos

2.1.1  Kirjautuminen sisaan

Jos kukaan ei ole kirjautuneena sisaan, useat toiminnot avaavat Log in (Kirjaudu sisaan) -ikkunan, esimerkiksi:
« napauttamalla Log in (Kirjaudu sisaan) -painiketta
« napauttamalla Start maintenance (Aloita huolto) -painiketta naytolla Maintenance (Huoltondytto)
» bulkkireagenssisailion pullossa olevan viivakoodin lukeminen

« lataamalla Reagent Tray (Reagenssialustan) osaan Reagent Platform (Reagenssilava)

B 1. Kirjaudu kosketusnayttoon.

)13 ik a. Napauta kayttajanimedsi Log in (Kirjaudu sisaan) -
© naytossa.
b. Anna PIN-koodisi.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 o
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2 Kosketusnaytto

128pm | 10/03/2021 | Jane Doe . ;ﬁﬁl—_cg
|

EIOSYSTEMS

Katso BOND 7 kayttooppaasta tietoa PIN-koodisi asettamisesta tai muuttamisesta.

@ Potilaan terveystiedot nakyvat graafisessa kayttoliittymassa (graphic user interface, GUI) sisaan
kirjautuneena, ja ne on katketty uloskirjautuneena.

2.1.2  Kirjautuminen ulos

1:28pM | 10/03/2021 | Jane Doe

Seica 1. Napauta Log out (Kirjaudu ulos) -painiketta.

..........

Tai jos et ole vuorovaikutuksessa prosessointimoduulin

toaeut kanssa ennalta maaratyn ajanjakson kuluessa, sinut
G kirjataan ulos automaattisesti.

@ Voit muuttaa tata ajanjaksoa
Administration Clientissa BOND Controller
@ \ (Ohjain) -sovelluksessa. Katso BOND 7

Kayttoopasl.

BOND-PRIME Kyttgopas, 91.7500.509 A09 58
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2 Kosketusnaytto

2.2 Navigointipalkki

Selite

uuuuuuuuuu

1 2.3 Status Screen (Tilandytto)
2 2.6 Preload Screen (Esilatausnaytto)

3 2.8 Unload Screen (Purkunaytto)

2.10 Reagents Screen (Reagenssinaytto)
2.11 Maintenance Screen (Huoltonaytto)

Log in (Kirjaudu sis&an) / Log out
(kirjaudu ulos) - katso 2.1 Kirjautuminen
sisaan ja ulos

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

59



2.3

2 Kosketusnaytto

834AM | 05/Dec/2022 | Jane Doe

Status Screen (Tilanaytto)

0-24

0-24

Selite

- 0-24

1
2
3
4

2.3.7 leikkeet, ladattujen segmentti
2.3.2 leikkeet, prosessointisegmentti

2.3.3 Objektilasien kasittely valmis -segmentti
Toimenpidejonopainike.

Katso 2.4 Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkki

2.3.1

leikkeet, ladattujen segmentti

Jos haluat nayttaa vuorotellen leikkeiden Loaded (ladattu)- ja Load now (lataa nyt) -méaaran, napauta naytettya arvoa

Kun uudet leikkeet on ladattu Preload Draweriin (Esilatauslaatikko), ne nakyvat aluksi segmentin alaosassa ja ovat

Leikkeet, joita ei hyvaksyta, jaavat segmentin alaosaan.

harmaita. Kun leikkeet hyvaksytaan, ne siirtyvat segmentin yldosaan ja muuttuvat sinisiksi alkaen ensimmaisesta.

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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|

sijaintien valilla ei ole suhdetta.
Katso myds 2.3.4 Nayta lisaa leiketietoj

2 Kosketusnaytto
Leikkeet, ladattujen segmentissa ja Preload Drawerissa (Esilatauslaatikko) olevien leikkeiden

Leikkeen asema kaytettavissa.

Leike tunnistettu.

Tapauksen viimeinen leike (ladatut leikkeet). Kun viimeinen leike hyvaksytaan, tama kuvake
muuttuu siniseksi.

RERE

Leike hyvaksytty. Leikkeet, joita ei hyvaksyta, jaavat segmentin alaosaan.
Katso myds 2.3.1.1 Leikkeita ei hyvaksytty.

Hylatty aikakriittinen leike tai leike tilassa "Warning" (varoitus).

Hylatty leike tai leike tilassa "Varoitus”.

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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2 Kosketusnaytto

2.3.1.1  Leikkeitd ei hyvaksytty

Harvinaisissa tapauksissa prosessointimoduuli ei ehka pysty arvioimaan ja hyvaksymaan ladattua leiketta.

S\ \ | [ [/
| """"
-~ 16
%
% Loaded

Kun ndin tapahtuu, leike jad segmentin alaosaan pitemmaksi ajaksi..
Korjaa tilanne seuraavasti:
1 Poista leike Preload Drawerista (Esilatauslaatikko) ja sulje laatikko.
2 (Qdota, etta prosessointimoduuli skannaa laatikon ja paivittaa Status Screen (Tilanayton).

3 Lataa leike uudelleen Preload Draweriin (Esilatauslaatikkoon). Prosessointimoduulin pitdisi nyt pystya
tunnistamaan leike ja hyvaksymaan se kasittelya varten.

2.3.2  leikkeet, prosessointisegmentti

Jos haluat nayttaa vuorotellen toimintojen Processing (prosessointi) ja Start now (kaynnista nyt) -leikkeiden maaran,
napauta naytettya arvoa.

Kun leikkeet siirretdaan ARC Modules (ARC-moduulit) kasittelya varten, ne nakyvat segmentin oikealla puolella alkaen
ensimmaisesta.

Toiminnoissa Slides Processing Segment (Leikkeet, prosessointisegmentti) ja ARC Modules (ARC-moduulit) olevien
leikkeiden sijaintien vélilla ei ole yhteytta.

Katso myds 2.3.4 Nayta lisaa leiketietoja.

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09 62
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2 Kosketusnaytto

Status Screen (Tilanaytto), paivitykset

Prosessointimoduuli ei valttamatta aina priorisoi leikkeiden lataamista. Tama johtuu siita, etta prosessointimoduuli
suorittaa automaattisesti kunkin ARC Module (ARC-moduulista) peruspuhdistuksen kasiteltavien leikkeiden valissa.

Peruspuhdistusprosessi auttaa varmistamaan, etta kunkin kasitellyn leikkeen varjayksen laatu sailyy korkeana.

D Leikkeen asento kaytettavissa
Leike tilassa "Caution” (huomio). Katso 2.3.5 Odottamattomat tapahtumat kasittelyn aikana.

Tapauksen viimeinen leike

Leikkeen kasittely kaynnissa

gy Ny

Leike valmis

Viallinen tai kaytosta poistettu ARC Module (ARC-moduuli). Katso 1.11.5 ARC Modules (Aktiivinen
reagenssikontrolli)

Toimintoa BOND-PRIME Cleaning kit (BOND-PRIME puhdistuspakkaus) kaytetaan parhaillaan tai
leikkeiden valilla ajetaan peruspuhdistusta.

ARC Module (ARC-moduulista) kayttémaara on saavutettu. ARC Module (ARC-moduuli) on pois
kaytosta, kunnes BOND-PRIME Cleaning kit (BOND-PRIME-puhdistussarja) on otettu kayttoon.

, Hylatty tai peruutettu leike tai leike tilassa "Warning” (varoitus).
Hylatyt leikkeet jaavat ARC Moduleen (ARC-moduuli) ja ne on haettava manuaalisesti. Katso

5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules (ARC-moduulit). Peruutetut leikkeet siirretdan
Unload Draweriin (Purkulaatikkoon).

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09 63
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2 Kosketusnaytto

2.3.3  Objektilasien kasittely valmis -segmentti

Kun valmiit leikkeet siirretdan ARC Modules (ARC-moduulit) Unload Draweriin (Purkulaatikkoon), ne nakyvat
segmentin alaosassa alkaen ensimmaisesta.

Jos Unload Drawer (Purkulaatikko) on taynn4, toiminnossa Slide Processing Segment (Leikkeet,
prosessointisegmentti) nakyy "slide completed” (Leike valmis) -kuvakkeita, kunnes ne voidaan siirtaa sijaintiin Slides
Processing Complete Segment (Leikkeiden kasittely valmis -segmentti).

@ Leikkeiden asemien valilld ei ole suhdetta sijainneissa Slides Processing Complete Segment
(Leikkeiden kasittely valmis -segmentti) ja Unload Drawer (Purkulaatikko).

Katso myds 2.3.4 Nayta lisaa leiketietoja.

Start now

24

Load now

24

Leikkeen asento kaytettavissa
Leike valmis

Viimeinen suoritettu leike tapauksessa

~ Peruutettu leike tai leike tilassa "Warning” (varoitus)

Leike tilassa "Caution” (huomio)

Katso myos 2.3.5 Odottamattomat tapahtumat kasittelyn aikana
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2.3.4

2 Kosketusnaytto

Nayta lisaa leiketietoja

Sinun on kirjauduttava sisaan, jos haluat tarkastella "suojattuja” tapaus- ja leiketietoja.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos

Napauta leikettd segmentissa, niin voit tarkastella siihen liittyvia leiketietoja. Avaa tapausikkuna ja tarkastele siihen
liittyvia tapaustietoja napauttamalla esitettya leikkeen kuvaa.

Casel234

Meliss; McCa...

Start now

17

S
=
(B
|
=
C 23
©
&
7
2D

Grant Hackman
AB20

Load now

8 mins

" InProgress  pse

i CAS.ECIE st Start now
b N 1 7
Clnt Talba: %
. =
6010 %
87 n"iv;s s s g Load now
2 73
>
@
O %
000%

Katso myds aiheesta 2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot lisatietoja leikkeen ominaisuuksista, aloitus
/lopetusajoista ja kotelon ominaisuuksista.
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2 Kosketusnaytto

2.3.5  Odottamattomat tapahtumat kasittelyn aikana

Jos ndet toimenpidejonon, joka koskee kohdan (AQI) kasittelyn aikana tapahtunutta odottamatonta tapahtumaa,
sinun on suoritettava lisatoimenpiteita varmistaaksesi, etta merkitty leike soveltuu diagnostiseen kayttoon.

laboratorion valvojan taytyy:

1 Tutki Slide history (leikehistoria) -ndyttda toiminnossa BOND Controller (ohjausyksikkd) (katso tuotteen
BOND 7 kayttdopas).

? Etsileikettd tilassa Done (events noted) (Valmis, tapahtumia havaittu), jolla on sama Slide ID (Leikkeen
tunniste) kuin merkitylld leikkeelld, joka on poistettu toiminnosta BOND-PRIME Prosessointimoduuli.

3 Valitse tdma leike ja napsauta Run events (suorita tapahtumat) -painiketta, jotta voit luoda Suorita tapahtumat
-raportin.

laboratorion valvojan on harkittava huolellisesti lueteltuja ilmoitustapahtumia, silla ne antavat tarkeita tietoja
leikkeen ilmoitustapahtumien luonteesta.

4 Tarkasta kaikki kontrollileikkeet huolellisesti.

5 Tarkasta huolella varjaytynyt kudos.

Jos laboratorio ei pysty vahvistamaan varjaytymisen laatua, joko patologille on kerrottava ilmoituksesta tai testi on
suoritettava uudelleen. Yksi Run Events Report (ajotapahtumaraportti) saattaa sisaltda useita ilmoituksia. Jos
leikkeen tila on Done (events noted) (valmis, tapahtumia havaittu), varmista, ettd koko raportti on tarkastettu. Jos tila
on Done (OK) (valmis [OK]), raporttia ei tarvitse tarkastaa.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 06
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2 Kosketusnaytto

2.4 Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkki

2.4.1  Action Queue (Toimintojonon) nayttaminen ja
piilottaminen

Action Queue (Toimintojono) on luettelo tarkeista ilmoituksista, jotka koskevat prosessointimoduulin, reagenssien
ja/tai objektilasien tilaa. Nama ilmoitukset voivat antaa tietoja prosessointimoduulista tai ohjeita huoltotehtavan
suorittamiseen.

Kun uusi toimintojononimike (AQI) on olemassa, kosketusnayton alareunassa nakyy varoituspalkki. Voit piilottaa
varoituspalkin napsauttamalla X-merkkia (katso 2.4.3 Piilota varoituspalkki manuaalisesti).

ssssssssssssssssss

ACTION QUEU

ARC Module cleaning is due

Some ARC Medules are disabled until -
= cleaning is completed. Run the BOND-PRIME

Cleaning Kit now (29129)

Insufficient DI Water
Refill the Bulk DI Water Container. If this al A4

1 Nayta tai piilota Action Queue (Toimintojono) napauttamalla toimintojonopainiketta.

2 Voit nayttaa enemman tai vahemman tietoja kustakin Action Queue (Toimintojonon) kohteesta napauttamalla
kohteen oikealla puolella olevaa nuolta.

Kuvake osoittaa kunkin Action Queue (Toimintajonon) tarkeystasoa:

A Varoitus: Toimi valittomasti.

Huomautus: Toimi heti, kun mahdollista.

Tieto; tiedoksesi.

Action Queue (Toimintojono)-painikkeen numero ilmaisee ainoastaan varoitusten ja huomautusten maaran.
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2 Kosketusnaytto

2.4.2  Toimintojonokohteessa ehdotetun tehtavan

suorittaminen

Kun suoritat toimintojonokohdassa mainitun tehtavan, kohde poistetaan automaattisesti toimintojonosta ja

varoituspalkki suljetaan.

Action Queue (Toimintojonon) kohteet, jotka antavat tietoja objektilasista, pysyvat toimintojonossa, kunnes kyseinen
objektilasi on suorittanut ajon loppuun ja se poistetaan prosessointimoduulista.

Katso yllapitoon liittyvat tehtavat kohdasta 4 Puhdistus ja huolto.

ACTION QUEUE

Insufficient DI Water
Refill the Bulk DI Water Container. If thisal...

ACTION QUEUE

No action required

2.4.3  Piilota varoituspalkki manuaalisesti

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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valittomia toimia tarvitaan.
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2 Kosketusnaytto

1. Napauta nayton alaosassa olevan palkin painiketta X.

@ Vaikka voitkin piilottaa BOND-PRIME-ohjelmistossa varoituspalkin manuaalisesti, Leica Biosystems
Melbourne Pty Ltd suosittelee, ettd mainittu tehtava on suoritettava mahdollisuuksien mukaisesti.

Katso 2.4.2 Toimintojonokohteessa ehdotetun tehtavan suorittaminen.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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2 Kosketusnaytto

Esilataa objektilasit

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat
reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

\'6§

x Varmista, ettad objektilasi etiketit on kiinnitetty oikein ja asetettu
. kokonaan objektilasiin.
ﬁg \ Ala aseta objektilasiin paallekkain enempaa kuin kaksi tarraa.
/
Objektilasissa ei saa olla seuraavia:
« ylimaaraista kosteutta ja roskia, kuten polya, vahaa ja
lasinsirpaleita.
 tahmeita jaamia poistetuista/uudelleen kiinnitetyista
etiketeista.
N\ 1. Kuumenna leikkeitd 60 °C:ssa (140 °F) 60 minuutin ajan
& parantaaksesi kudoksen tarttumista.
60°C (|
(140 °F)
I
= =
Jud X lsle
4% 60 min
‘ Preload Drawer (Esilatauslaatikko) on vasemmanpuoleinen
laatikko.
]
| |
R _ 4
1 g N L~
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2 Kosketusnaytto

7. Tarkista, ettéd Preload Drawer (Esilatauslaatikon) tilan LED-
valo on vihred, ja avaa laatikko sitten vetamalla kahvasta.

3. Lataa valmiiksi 1-24 objektilasia merkintapuoli ylgspain
tyhjiin paikkoihin. Varmista, etta merkinnat eivat ulotu
reunan yli.

Jos on priorisoitavia objektilaseja, lataa ne ensin ja sulje
sitten Preload Drawer (Esilatauslaatikko).

@ Voit esiladata enintaan kuusi parafiinitonta
objektilasia. Parafiinittomien objektilasien
prosessointi on aloitettava "hyvaksyttavan

aloitusajan” sisalla, muussa tapauksessa
kosketusnayttoon ilmestyy varoitus.

@ Yhdessa skannattavat objektilasit
ajoitetaan yhteen.

4. Tarkista, etta kaikki objektilasit ovat oikein Slide Drawer
Insert (Leikelaatikon istukkaassa), ja sulje sitten
esilatauslaatikko.
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2 Kosketusnaytto

2.6 Preload Screen (Esilatausnaytto)

Preload Screen (Esilatausndytdssa) on seuraavat nakymat:

« Preload Drawer view (Esilatauslaatikkondkyma) — nayttaa fyysisen esityksen objektilasien sijainnista Preload
Drawerissa (Esilatauslaatikossa)

« Preload Case view (Esilataustapausnakyma) - nayttda fyysisen esityksen objektilasien sijainnista Preload
Drawerissa (Esilatauslaatikossa).

Nayton ylaosassa olevalla vaihtopainikkeella voit vaihtaa nakymaa.

@ Objektilasien lataaminen yhteen tarkoittaa, etta ne skannataan ja priorisoidaan sitten yhdessa. Tama
mahdollistaa sen, etta prosessointimoduuli voi suorittaa viimeisen objektilasin mahdollisimman

tehokkaasti.
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2 Kosketusnaytto

= e = =
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e & y - Y 59pM | 03/08/2020 ane D ¥ Luw
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PRELOAD
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. caseos caseos caseos oasEos
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Unrecognized

PRELOAD Drawer Case =
-
(3~
Unrecognized Blaze Hoyt | CASE 03 Wilf Warwick | CASE 05 Junior London | CASE 06
Elihu Steve Elihu Steve Daren Glanville
73 50 m l®) 51
wl ® ©] Wil v v i

John Gitizen | CASE 01
Elizabeth Hunter

51
NS

Selite

1 2.6.1 Preload Drawer (Esilatauslaatikko) -nakyma

2 2.6.2 Preload Case view (esilataustapausnakyma)
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2 Kosketusnaytto

2.6.1

Preload Drawer (Esilatauslaatikko) -nakyma

Preload Drawer (Esilatauslaatikko) -ndkyma nayttaa naytolla nakyvien objektilasien sijaintien ja niiden todellisten
sijaintien valisen suhteen Preload Drawerissa (Esilatauslaatikossa). Kulloinkin kyseiselld hetkelld arvioitavissa
olevista objektilaseista ei ndyteta tietoja, ennen kuin arviointiprosessi on valmis.

Objektilasien paikat Preload Drawer (Esilatauslaatikko) -nakymassa

Unload eage: aintenance

359em | 03/08/2020 | Jane Doe

L <= &Y
(<5 ] o
PRELOAD orawer (@) Cose
con oot [_sw
CASE®3 CASE 03 CASE 03 CASE 06
CASE 01
o] CASE 02 CASE 05 CASE03 CASE 05
e
Unreadable

uuuuuuuuuu
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2 Kosketusnaytto

Objektilasien paikat Preload Drawerissa (Esilatauslaatikossa)
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Katso myos:
o 2.5Esilataa objektilasit
» 2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot
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2 Kosketusnaytto

2.6.2  Preload Case view (esilataustapausnakyma)

Objektilasien paikat esilataustapausnakymassa

Status Preload Unload Reagents i Log aut

3. & <% 401pm | 03/08/2020 | Jane Doe
% “i & Fo \l\/) 401em | 03/08) | JaneD 6
PRELOAD Drawer o Case EE

m o

*CD45
RO

Unreadable Blaze Hoyt | CASE 03 Wilf Warwick | CASE 05 Junior London | CASE 06
Elihu Steve Elihu Steve Daren Glanville
[77 50 ' M 51
B2 A @ @ MINS (& (& MiINS

] ﬁ

John Citizen | CASE 01
Elizabeth Hunter

51
MINS

Blaze Hoyt | CASE 03
Elihu Steve

©)

. Havaittu objektilasi

Lukematon objektilasi

Tunnistettu objektilasi

Hyvaksytty objektilasi

Naytelasi tilassa "Huomio”

BOND-PRIME Kéyttdopas, 91.7500.509 A09 /6
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2 Kosketusnaytto

Hylatty objektilasi

Aikakriittinen objektilasi, joka hylataan
CD5

59|

Yksi tai useampi objektilasi tassa tapauksessa on joko valmis, hylatty tai peruutettu

Objektilasi, jonka tilana on "Varoitus”
CK20

Tassa tapauksessa objektilasit joko hyvaksytaan tai arvioidaan

Tassa tapauksessa naytelasit ovat kasiteltavina

O © B

Katso myos:
» 2.5 Esilataa objektilasit
» 2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot

BOND-PRIME Kéyttdopas, 91.7500.509 A09 77
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2 Kosketusnaytto

2.7 Poista naytelasit

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat
reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

- _ 1. Unload Drawer (Purkulaatikko) on oikean kaden puoleinen

- laatikko.

=

O =

7. Tarkista, ettd Unload Drawer (Purkulaatikon) tilan LED-valo
on vihred, ja avaa laatikko sitten vetamalla kahvasta.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09 /8
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2 Kosketusnaytto

E 3. Poista kaikki naytelasit ennen laatikon sulkemista. Muussa
tapauksessa nakyviin tulee Unexpected slide (Odottamaton
objektilasi) -varoitus.

Jos et poista kaikkia naytelaseja, ne eivat enaa kostu ja
varjayksen laatu voi heikentya.

4. Sulje Unload Drawer (Purkulaatikko).

BOND-PRIME Kéyttdopas, 91.7500.509 A09 79
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2 Kosketusnaytto

2.8 Unload Screen (Purkunaytto)

Unload Screen (Purkunayttd) on seuraavat nakymat:

« Unload Drawer view (Purkulaatikkonakyma) — nayttaa fyysisen esityksen ndytelasien sijainnista
purkulaatikossa

« Unload case view (Pura tapaus -nakyma) — ndyttaa fyysisen esityksen kunkin naytelasin sijainnista kussakin
tapauksessa Unload Drawer (Purkulaatikossa).

Nayton ylaosassa olevalla vaihtopainikkeella voit vaihtaa nakymaa.

UNLOAD

CASEQ7 CasE0s

CasE0? caseo7 CasE08 CASE08 CASE09 CASE 09

UNLOAD

Boxter Arnie | CASE 07 Lindon Brice | CASE 08 Shelly Abramt | CASE 09 John Citizen | CASE 01
Mor Duke Ty ncent Ea Elzabeth Hunter

Selite

1 2.8.1 Unload Drawer (Purkulaatikko)-nakyma
2 2.8.2 Puratapaus -nakyma

BOND-PRIME KayttGopas, 91.7500.509 AQ9 80
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2 Kosketusnaytto

2.8.1  Unload Drawer (Purkulaatikko)-nakyma

Unload Drawer (Purkulaatikko)-nakyma nayttaa naytolla nakyvien naytelasien sijaintien ja niiden todellisten sijaintien
valisen suhteen purkulaatikossa.

Naytelasien sijainnit Unload Drawer (Purkulaatikko)-nakyméassa

Status. Preload
o .
Y I
UNLOAD Drawer (@) ) Case 8
CASED
L
CASE07 CASE 08
¢ ¢
CASE07 CASE07 CASE 08 CASE08 CASE 09 CASE09
! 4
& L ¢ & L

Naytelasien paikat Unload Drawer (Purkulaatikossa)

(L=l =[] =]
L A
=T = I——

i
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2 Kosketusnaytto

Katso myos:
e 2.7 Poista ndytelasit

» 2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot

 2.3.50dottamattomat tapahtumat kasittelyn aikana (ndytelasit tilassa "Huomio”)

2.8.2  Puratapaus -nakyma

Naytelasien asennot Tyhjenna tapaus -nakymassa

UNLOAD Drawer () Case
Baxter Arnie | CASE 07 Lindon Brice | CASE 08 Shelly Abramt | CASE 09
Mort Ivor Duke Tyrrell Vincent Earl
7 X4

Jane Doe

John Citizen | CASE 01
Elizabeth Hunter

o

Lindon Brice | CASE 08
Duke Tyrrell

Y

3

Valmis naytelasi
Naytelasi tilassa "Huomio”

Peruutettu tai objektilasi tilassa "Varoitus”
CK20

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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2 Kosketusnaytto

@ Tassd tapauksessa naytelasit kasitelldan

G T4ssa tapauksessa naytelasit ovat kasiteltaving

Jotkin naytelasit tassa tapauksessa on prosessoitu valmiiksi onnistuneesti

Kaikki naytelasit tassa tapauksessa on prosessoitu valmiiksi onnistuneesti

'-::I‘_:‘il.'
. Odottamaton leike -
katso 2.7 Poista naytelasit
Katso myos:

e 2.7 Poista ndytelasit
» 2.9 Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot

« 2.3.50dottamattomat tapahtumat kasittelyn aikana (ndytelasit tilassa "Huomio”)

BOND-PRIME KayttGopas, 91.7500.509 A09 83
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2 Kosketusnaytto

2.9  Yksityiskohtaiset tapaus- ja leiketiedot

Voit tarkastella yksityiskohtaisempia tapauksen ja leikkeen ominaisuuksia napauttamalla:

« objektilasin perustiedot Status Screen (Tilanaytossa)

« objektilasin kuvake Preload Screen (Esilataus)- tai Unload Screen (Purkundytossa) (laatikko- tai
tapausnakyma) - valittu objektilasi nakyy korostettuna esiin tulevassa tietoikkunassa

« tapausruutu Preload Screen (Esilataus)- tai Unload Screen(Purkunaytdssa) (tapausnakyma) - tapauksen
ensimmainen objektilasi nakyy korostettuna esiin tulevassa tietoikkunassa

UNLOAD

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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2 Kosketusnaytto

1 Napauta objektilasia tietoikkunassa, niin voit nahda sen tiedot.

John Citizen | CASE01
vocron Elizabeth Hunter | compiere 3:43 P

04ND
*CD20
Degax protocol, Stain protocol

gax protocol, Stain protocol

Dewax protocol, Stain protocol

Katso myos:
» 2.9.1 Nayta jokainen tapauksen objektilasi

e 2.9.2 Kasiteltavana olevan objektilasin pysayttaminen

BOND-PRIME KayttSopas, 91.7500.509 A9 85
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2 Kosketusnaytto

2.9.1  Nayta jokainen tapauksen objektilasi

’ 1. Napauta objektilasia, jolloin kyseisen objektilasin tiedot
tulevat nakyviin.

itizen | CASE 01

BOND-PRIME KayttSopas, 91.7500.509 A9 86
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2 Kosketusnaytto

2.9.2  Kasiteltavana olevan objektilasin pysayttaminen

e (S 1. Valitse Tapauksen tiedot -ndytssa objektilasi ja napauta
sitten Stop (Pyséaytd).

<~
§

7. Napauta Yes (Kylld).

3. Napauta Close (Sulje).

Peruutettu objektilasi siirretaan Unload Drawer
(Purkulaatikkoon) ja naytetadan taman kuvakkeen kanssa.

a
CK20

BOND-PRIME KéyttGopas, 91.7500.509 A09 87
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2 Kosketusnaytto

2.10 Reagents Screen (Reagenssinaytto)

2.10.1  Valmistele Reagent Containers (Reagenssisailiot)
ja Reagent Trays (Reagenssialustat)

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat
reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

Single Reagent Tray (Yksittainen reagenssialusta)

sl

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A9 88
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2 Kosketusnaytto

Dual Reagent Tray (Kaksoisreagenssialusta)

‘ é VAROITUS: Puristumisvaara, kun Dual Reagent Tray (Kaksoisreagenssialusta) suljetaan.

AL ON -

2\ s /
NN .. . - n W
*';‘%L |‘ ‘ll ML“/ o
d e f

Kun osaa Reagent Container (Reagenssisdilio) asetetaan kokonaan osaan Reagent Tray (Reagenssialusta), kuuluu
napsahdus. Varmista, ettd sailididen Reagent Containers (Reagenssisailio) kannet napsahtavat kokonaan takana
oleviin kielekkeisiin. Jos ndin ei ole, kannet voivat hairita Reagent Containers (Reagenssisailict) -sailididen
kohdistusta viereisissa reagenssiputkissa.

Kun Dual Reagent Tray (Kaksoisreagenssialusta) suljetaan kokonaan, kuuluu myds napsahdus.
Varmista, etta viivakooditarrat ovat kunnolla kiinni sailidissa — paina kaikki nousevat tarrat alas.

Pyyhi kaikki kosteus/kondensaatio ylimmasta viivakooditarrasta.

BOND-PRIME KayttGopas, 91.7500.509 AQ9 89
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2 Kosketusnaytto

2.10.2 Reagent Trays (Reagenssialustojen) lataaminen

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat
reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

1. Lataa molemmat Reagent Tray (Reagenssialustat)
prosessointimoduuliin.

a. Aseta Reagent Tray (Reagenssialusta) Reagent
Platform (Reagenssilavaan).

b. Tyonna Reagent Tray (Reagenssialustaa), kunnes kuulet
napsahduksen.

Reagents Screen (Reagenssindyttd) nakyvat ladatut reagenssit
ja detektiojarjestelma.

Noudata tasaista liikettd Reagent Tray (Reagenssialustaa) ladatessasi valttdaksesi mahdolliset reagenssivuodot ja
kontaminaation. Kuulet napsahduksen, kun asetat Reagent Tray (Reagenssialustan) kokonaan osaan Reagent
Platform (Reagenssilava).

reagenssijarjestelma tai -sailio on allokoitu yhdelle tai useammalle objektllasﬂle. Jos osia Reagent Tray
(Reagenssialusta) tai Reagent Container (Reagenssiséilio) ei ole allokoitu, kuvakkeen taustavéri on vaaleanharmaa.

Kuvakkeen ylaosassa oleva tummempi vaakasuora palkki iimaisee jaljella olevaa reagenssitilavuutta. Lyhyempi palkki
osoittaa jaljelld olevan tilavuuden vahenemista.

Reagent Tray (Reagenssialustan) kayton ja lukittumisen aika (tunteina ja minuutteina) nakyy Reagent Lanen
(Reagenssikaista) alla. Kyseiselle kaistalle on myds punainen LED-valo osalla Reagent Platform (Reagenssilava).

BOND-PRIME KayttGopas, 91.7500.509 AQ9 %0
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2 Kosketusnaytto

Jos reagenssia ei rekisteréidd muutaman minuutin kuluessa, poista Reagent Tray (Reagenssialusta) ja aseta se
uudelleen eri Reagent Laneen (Reagenssikaista) kaynnistadksesi reagenssiskannaukset uudelleen.

2.10.3  Esimerkkeja reagenssijarjestelman kuvakkeista

Allokoitu BOND-PRIME Polymer DAB Detection System Allokoimaton BOND-PRIME Cleaning Kit (
(Dual Reagent Tray (Kaksoisreagenssialusta)) -puhdistuspakkaus)(Single Reagent Tray (Yksittdinen
reagenssialusta))
et Claning it

2.10.4  Esimerkkeja Reagent Containers

y Tyhjan Reagent Tray (Reagenssialustan) sijainti

&1 Allokoimaton Reagent Container (Reagenssisailio)

2 Allokoitu Reagent Container (Reagenssisailio)
w Tunnistamaton Reagent Container (Reagenssisdilio)
BOND Virheellinen tai vanhentunut Reagent Container (Reagenssiséilio) (tai reagenssijarjestelma)
Polymer.
?

Reagenssia ei ole rekisteroity

BOND-PRIME Kyttgopas, 91.7500.509 A09 9
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2 Kosketusnaytto

2.10.5 Nayta reagenssijarjestelman ja osan Reagent

BOND-PRIME Polymer DAB BOND-PRIME Polymer DAB . .
Detection System Detection System €015 ER
“EBERDD
“3100
€05 “C010
1-2 3-4 5 6 7 8 2 10 1" 12 13 14

Reagent System Details

BOND-PRIME Polymer DAB Detection System

UPI: AAA1 Volume: 0.6 mL
Lot: 2333 Expiry: 03/Feb/2023

BOND-PRIME KayttSopas, 91.7500.509 A9 92
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2 Kosketusnaytto

Reagenssin tiedot

10:02AM | 05/D
siosveTeus
BOND-PRIME Polymer DAB BOND-PRIME Polymer DAB .
Detection System Detection System *CD15 ER
. . . *EBERpb
. . . *S100
. . “C05 “CD10
L] . L]
1-2 3-4 5 7 8 g 10 " 12 13 14
V4

Reagent Details (*CD10)

CD10 (56C6)

PrimaryAntibody

UPI: ABC1 Volume: 0.6 mL
Lot 1234 Expiry: 03/Feb/2023
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2 Kosketusnaytto

2.10.6  Pura Reagent Tray (Reagenssialustat)

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat

‘ A reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

Reagent Tray (Reagenssialustan) odotettu kayttoaika nakyy Reagents Screenilld (Reagenssindyttd). Kun alusta ei ole

enaa kaytossa, sen voi poistaa.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Poista Reagent Tray (Reagenssialustat)
prosessointimoduulista.

a. Odota, kunnes Reagent Lanen (Reagenssikaista) LED-
valo palaa vihreana.

b. Poista Reagent Trays (Reagenssialustat) osasta
Reagent Platform (Reagenssilava).

Sulje osien Reagent Containers (Reagenssisailiot) kannet
tiiviisti, jotta reagenssi ei haihdu. Kun kansi sulkeutuu
kokonaan, kuuluu napsahdus.

Sailyta reagenssit valittomasti etiketissa tai reagenssin
tietolomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
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2 Kosketusnaytto

2.11 Maintenance Screen (Huoltonaytto)

Status Preload Unload Reagents | Maintenence Log aut

c T ox 1 20/09/7 L

= ¥ .13 <= Q 1132AM | 3000921 | Jane Doe G Qﬁu_cg
¥§ & @ B X

Refill alcohol
3 i Unlock 1
Tap Unlock, then refill the Bulk Alcohol Container.
K Run BOND-PRIME Cleaning Kit -
68 Schedule Due in 5 slides
g Load the cleaning kit and schedule a clean 2
Periodic Maintenance 3
Tap Start maintenance to access the Work Surface, replace the ARC Refresh Kit, replace the Suction Cup, and/or clean the Bulk Reagent Containers.
Hood Lock status
] i Locked
Access the Work Surface to perform maintenance

\./@. Replace ARC Refresh Kit
S50 P

Scan the ARC Refresh Kit barcode

5 g Replace Suction Cup
Replace the Suction Cup, then tap Done

> Clean Bulk Reagent Containers

Tap Unlock, then remove the Bulk Reagent Containers. After cleaning, return the
containers and close all caddies. Scan and refill the containers.

Selite

1 Avaa lukitus 4 ARC Refresh Kit (ARC-péivityssarjan) vaihtaminen
4.3 Tayta alkoholisailio uudelleen 4.14 Kayta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-

9 Aikataulu PRIME ARC -paivityssarjaa)
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME 5 Suction Cup (Imukupin) vaihtaminen
puhdistuspakkauksen) kaytto 417 Suction Cup (Imukupin) vaihtaminen

3 Aloita huolto 6 Puhdista bulkki -Reagent Containers
4.7 Aloita huolto (Reagenssisiilict)

4.16 Puhdista lukitut Bulk Reagent Containers
(Bulkkireagenssisailiot)

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09 9
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Pikakaynnistys

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen kuin kaytat
reagensseja ja kaytat, huollat tai puhdistat prosessointimoduulia. Katso Yleiset huomiot.

Tassa osiossa:

B ONdaNtO L
3.2 Kaynnistad prosessointimoduuli ...
3.3 Reagent Tray (Reagenssialustan) ja DS9824 Detection System lataaminen ...,

3.4 Objektilasien esilataaminen, kasitteleminen ja tyhjentaminen ... ...

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
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3 Pikakaynnistys

3.1 Johdanto

Tassa luvussa kerrotaan, miten suoritetaan esimerkkiajo BOND-PRIME-prosessointimoduulissa.
Luot naytetapauksen seka maaritat ja kasittelet neljaa objektilasia.
Prosessissa kaytetaan neljaa BOND kayttovalmista primaarivasta-ainetta:
e *CD5
e *CD3
e *CD10
e *Bcl-6
Prosessi kayttaa oletusprotokollaa ja -tunnistusjarjestelmaa naille vasta-aineille:

e *HC-tutkimussuunnitelma F
« BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824)

Prosessissa kaytetaan apuaineena BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096).

Toimenpidetta voidaan soveltaa myos ISH-antureihin ja -protokolliin.

Voit vaihtaa keskenaan anturin vasta-aineen ja korvata IHC-protokollat ISH-protokollilla.

Lisatietoa seuraavista alustavista tehtavista on seuraavassa BOND 7 kayttGoppaan Pika-aloitus -kappaleessa:

 Alustavat tarkastukset ja kaynnistys*
» Protokollan ja reagenssin tarkastukset

« Objektilasien asettaminen (merkintdan kaytettaviin naytelaseihin asti ne mukaan lukien)

‘ Voit parantaa kudoksen kiinnittymista kokeilemalla kuumentamista pitempaan ennen naytelasien
lataamista.

* iittyy vain ndytelasin merkintalaitteeseen sekd BOND-ohjaimeen (ja terminaallin BOND-ADVANCE)

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 97
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3 Pikakaynnistys

3.2 Kaynnista prosessointimoduuli

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

1. Kéynnistd prosessointimoduulin virta.
a. Avaa sailiokaapin ovi.
b. K&anna vaihtovirtakytkintd myotapaivaan.
C. Sulje sailiokaapin ovi.

7. Kun prosessointimoduuli kdynnistetaan, se alustetaan
ennen kirjautumisnayton nayttamista. Tama prosessi
kestaa 8-15 minuuttia. Jos prosessointimoduuli ei
kaynnisty, katso 5.1 Alustamisen epdaonnistuminen.

Status Screen (Tilandyttd) avautuu.
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3 Pikakaynnistys

,,,,,,,

ACTION QUEUE

3. Kun prosessointimoduuli on alustettu, napauta Kirjaudu

sisaan.

Kirjaudu kosketusnayttoon.

b. Anna PIN-koodisi.

Suorita kaikki Action Queue (Toimintojonon) tehtavat, jotka

osoittavat, etta toiminto on pakollinen.

Jos toimenpidejonossa maaritetty toiminto liittyy
yllapitoon, katso 4 Puhdistus ja huolto

Action Queue (Toimintojonon) kohteen tilakuvake:

A Varoitus: Toimi valittomasti.

, Huomautus: Toimi heti, kun mahdollista.

Tieto: tiedoksesi.

Jos prosessointimoduuli ei kaynnisty, katso 5.1 Alustamisen epaonnistuminen.

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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3 Pikakaynnistys

3.3 Reagent Tray (Reagenssialustan) ja DS9824
Detection System lataaminen

Lataa reagenssit ajon alussa (ennen objektilasien lataamista), jotta tilavuuden tarkistukselle jaisi aikaa.

1. Lataa Reagent Tray (Reagenssialusta).

a. Aseta Reagent Containers (Reagenssisdiliot) Reagent
Tray (Reagenssialustaan). Varmista, etta kuulet
napsahdusaanen merkkina siita, etta sailio on
kiinnittynyt paikalleen.

b. Avaa kaikki s&ilion kannet.

" BOND-PRIME 7. Lataa BOND-PRIME Polymer DAB Detection System
EE pseezs @\ q (DS9824) .
= © =D a. Avaa tunnistusjarjestelma.
- b. Avaa kaikki sailion kannet.
g % c. Sulje tunnistusjarjestelma.
o] s

-] DS9824-mallissa on vain 6 sailiota:
o Peroksidiblokki

 Julkaise ensisijainen

» Polymeeri
e DABOsaT
o DABPartBx2

3. Lataa molemmat Reagent Tray (Reagenssialustat)
prosessointimoduuliin.

a. Aseta Reagent Tray (Reagenssialusta) Reagent
Platform (Reagenssilavaan).

b. Tyonna Reagent Tray (Reagenssialustaa), kunnes kuulet
napsahduksen.

BOND-PRIME KayttGopas, 91.7500.509 AQ9 100
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3 Pikakaynnistys

Reagents Screen (Reagenssindyttd) nakyvat ladatut reagenssit

_ ja detektiojarjestelma.

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 101
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3 Pikakaynnistys

3.4 Objektilasien esilataaminen, kasitteleminen ja
tyhjentaminen

1. Tarkista, ettd Preload Drawer (Esilatauslaatikon) tilan LED-
valo on vihred, ja avaa laatikko sitten vetamalla kahvasta.

7. Lataa valmiiksi 1-24 objektilasia merkintapuoli ylospain
tyhjiin paikkoihin. Varmista, etta merkinnat eivat ulotu
reunan yli.

Jos on priorisoitavia objektilaseja, lataa ne ensin ja sulje
sitten Preload Drawer (Esilatauslaatikko).

@ Voit esiladata enintaan kuusi parafiinitonta
objektilasia. Parafiinittomien objektilasien
prosessointi on aloitettava "hyvaksyttavan

aloitusajan” sisalla, muussa tapauksessa
kosketusnayttoon ilmestyy varoitus.

@ Yhdessa skannattavat objektilasit
ajoitetaan yhteen.

3. Tarkista, ettd kaikki objektilasit ovat oikein Slide Drawer
Insert (Leikelaatikon istukkaassa), ja sulje sitten
esilatauslaatikko.
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3 Pikakaynnistys

Preload Screen (Esilatausndytto) avautuu

automaattisesti, kun Preload Drawer
(Esilatauslaatikko) avataan.

PRELOAD

T T

caseor casEor

casEor

4. Néayta objektilasin kasittelyn tila napauttamalla Status

(Tila). Kun objektilasit ovat Preload Drawerissa
(Esilatauslaatikko), ne nakyvat nayton ladatulla alueella.

et o T
8 & & w
B B

BOND-PRIME

Y
<

Kun leikkeita kasitelldaan Work Surfacella (Tyoskentelytaso), ne

nakyvat nayton kasittelyalueella.

BOND-PRIME

Kun objektilasit ovat Unload Drawerissa (Purkulaatikossa), ne

nakyvat nayton Valmis-alueella.

BOND-PRIME
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3 Pikakaynnistys

5. Napauta Unload (Tyhjennd), jos haluat tarkastella kunkin

UNLOAD e @) = e . .
objektilasin sijaintia Unload Drawerissa (Purkulaatikossa).
=T
o
I T
o o
[ ]
o

0. Tarkista, ettd Unload Drawer (Purkulaatikon) tilan LED-valo
on vihred, ja avaa laatikko sitten vetamalla kahvasta.

/. Poista kaikki objektilasit Unload Drawerista
(Purkulaatikosta).

Poista kaikki valmiit objektilasit usein. Jos Unload Drawer
(Purkulaatikko tayttyy), se voi estaa kasittelyn ja pidentda
arvioitua valmistumisaikaa. Unload Drawerissa
(Purkulaatikossa) ei saa olla objektilaseja, kun se suljetaan.

8. Sulje Unload Drawer (Purkulaatikko).
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3 Pikakaynnistys

Kun olet lopettanut objektilasien tyhjentamisen, tarkista Reagents Screen (Reagenssinayttd), onko

reagensseja, joita ei enaa tarvita. Jos reagensseja on, poista ne ja sulje sitten Reagent Containerien
(Reagenssisailict) kannet tiukasti, jotta reagenssi ei haihtuisi. Sailyta reagenssit valittomasti
etiketissa tai reagenssin tietolomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Puhdistus ja huolto

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

Tassa osiossa:

4.7 Huoltoaikataulut ... 107
4.2 DI Water (DI-vesisailion) tAyttamMINEN ... 110
4.3 Tayta alkoholisailio uudelleen . 112
4.4 Tayta eran seurattavat bulkKisailiot ... 115
4.5 Jatesailioiden tyh e amMINEN 118
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME puhdistuspakkauksen) kaytto ... 120
A7 AlOita hUOIO .o 124
4.8 ARC Modules (ARC-moduulit) sisdpintojen pyyhKiminen ... 126
4.9 Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilava) ja ARC Bankin (ARC-pankki) pinnat ......................oo 130
4.10 Suction Cup (Imukupin) puhdistamingn ... ... o 134
4.17 Suction Cup (Imukupin) vaintaminen ... 138
4.12 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja noutosuodatin .......... 142
413 Puhdista pesu-/esitayttoasemat . .. 151
4.14 Kayta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -paivityssarjaa) .......................................... 155
4.15 Puhdista Bulk DI Water Container (Bulkkimaéraisen deionisoidun veden s&ilio) ..................................... 160
4.16 Puhdista lukitut Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailiot) ... 163
417 JateSailioiden PUNGISTUS ... ..o 174
4.18 Sump Tray (Kaukalon alustan) puhdistamingn ... 177
A1 LOPEta NUOIO .. 179
4.20 Prosessointimoduulin sammuttaminen ... 181
4.27 Vaihda virtalahteen sulakkeet ... 183
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41 Huoltoaikataulut

411 Ennaltaehkaisevan huollon muistutus

Kun kaytat BOND-PRIME -prosessointimoduulia, tarkkaile havaitsetko vuotoja ja kuluneita tai vaurioituneita osia.
Tassa kayttooppaassa on ohjeita joidenkin osien puhdistamiseen ja vaihtamiseen. llmoita asiakastukeen, jos muita
osia on korjattava tai vaihdettava.

Yhtion Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd huoltoteknikon on suoritettava BOND-PRIME-prosessointimoduulin
ennaltaehkaiseva huolto saannollisesti.

Suorita ennaltaehkaiseva huolto vuosittain tai 20 000 objektilasin jalkeen (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).

4.1.2  Puhdistus-ja huoltoaikataulu

Kayta tata aikataulua, jos varjaat noin 300 objektilasia viikossa kussakin prosessointimoduulissa. Jos varjaat
enemman objektilaseja, iimoita siitd asiakastukeen. Tuki voi toimittaa mukautetun aikataulun. Katso myos
4 Puhdistus ja huolto.

‘ Jos varjaat yli 300 objektilasia viikossa, suorita alla olevat tahtimerkilla merkityt tehtavat useammin.

Paivittain
« Tutki osan Status Screen (Tilanaytto) ilmoitukset Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkki ja suorita

tarvittaessa soveltuvat toimenpiteet Puhdistus ja huolto. Tama on tehtava myos aina, kun palaat
prosessointimoduuliin tyopaivan aikana.

Tarvittaessa (varmista, ettd prosessointimoduuli on kytketty BOND-ohjaimeen)
« Taytd Bulk DI Water Container (Bulkkimaaraisen deionisoidun veden siilio)
« Taytd Bulk Alcohol Container (Bulkkialkoholisailio)
« Tayta Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailict)
» Jatesailioiden tyhjentaminen
Viikoittain
» ARC Modules (ARC-moduulit) sisdpintojen pyyhkiminen
« PyyhiReagent Platform (Reagenssilava) ja ARC Bankin (ARC-pankki) pinnat

e Suction Cup (Imukupin) puhdistaminen
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4 Puhdistus ja huolto

2 kuukauden vélein
« Vaihda Suction Cup (Imukuppi) (3 400 objektilasin valein)

« Puhdista Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat), jatetyhjennykset ja -sumput ja Unload Drawerin
(Purkulaatikon) noutosuodatin

» Puhdista pesu-/valmisteluasemat*
« Puhdista Sump Tray (Kaukalon alusta)*
 Puhdista ulkopinnat polyhuiskulla tai liinalla

« Puhdista viivakoodinlukija (kannessa) DI Water (Deionisoidulla vedelld) kostutetulla nukkaamattomalla liinalla

6 kuukauden valein (tai jos prosessointimoduuli on kayttamattomana yli 14
paivaa)
« Puhdista kaikki bulkkisailiot, mukaan lukien jatesailiot

« Puhdista kadessa pidettava viivakoodinlukija (liitetty BOND-ohjaimeen) DI Water (Deionisoidulla vedelld)
kostutetulla nukkaamattomalla liinalla

8 kuukauden valein / 7 500 objektilasin valein

« Kaytd BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -paivityssarjaa) (vaihda Mixing Well Plate
(Sekoitusaltaan levy) ja ARC Covertiles (ARC-Covertile)-suojat)

Kun naet ilmoituksen Action Queuessa (Toimintajonossa)
« BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Puhdistuspakkauksen) kaytto

‘ ARC Modules (ARC-moduulit) on puhdistettava, kun kayttomaara on valilld 17-23.

Taydellinen luettelo puhdistus- ja huoltotehtavista on kohdassa 4 Puhdistus ja huolto.

@ Voit tulostaa seuraavan sivun ja kayttaa sita tarkistuslistana. Voit myos kirjata BOND-PRIME Wash
Solution Concentrate, ER1, ER2 ja Dewax Solutions eranumerot.
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4 Puhdistus ja huolto

4.1.3  Puhdistuksen ja huollon tarkistuslista

PAIVITTAIN/TARVITTAESSA Ma Ti Ke To ] La Su
U ] U U L U U
Tarkasta Action Queue (Toimintojono) ja varoituspalkki
Tayta/tyhjenna bulkkisailiot tarpeen mukaan
BOND-PRIME Wash Solution Concentrate eranumero
ER1-erdnumero
ER2-erdnumero

Dewax Solution eranumero

VIIKOITTAIN

ARC Modules (ARC-moduulit) sisdpintojen pyyhkiminen Ol
Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilava) ja ARC Bankin ]
(ARC-pankki) pinnat

Suction Cup (Imukupin) puhdistaminen O
2 KUUKAUDEN VALEIN

Vaihda Suction Cup (Imukuppi) (3 400 objektilasin vélein) O

Puhdista Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat),
jatetyhjennykset ja -sumput ja Unload Drawerin

O

(Purkulaatikon) noutosuodatin
Puhdista pesu-/valmisteluasemat*
Puhdista Sump Tray (Kaukalon alusta)*

Puhdista ulkopinnat

O 0Oo0oo

Puhdista viivakoodinlukija (kannessa)

6 KUUKAUDEN VALEIN

o
c
=
o
@
28
I
~
=)
=
=]
o
==
=
=~
=
=
‘=
=
@
17
Q
S
=t

Puhdista kasikayttdinen viivakoodinlukija (BOND-
ohjaimessa)

O

8 KUUKAUDEN VALEIN/ 7 500 objektilasin valein

K&yta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC - Ol
pdivityssarjaa)

ILMOITUS

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME | * Suorita nama tehtavat tarvittaessa useammin.
puhdistuspakkauksen) kaytto

Viikolla, joka alkaa asti Kuukaudelle
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4 Puhdistus ja huolto

4.2 DI Water (DI-vesisailion) tayttaminen

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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DI Water (Deionisoidun veden) sailio sijaitsee bulkkisailiokaapin

vasemmalla puolella.

1. lrrota DI Water (Delon|30|dun veden) séilio.

b. Veda sailio ulos prosessointimoduulista.

VAROITUS: Kayta bulkkimaaraisen DI Water
(Deionisoidun veden) sailiotd nostaessasi
molempia kasia.

Palauta sdilio nopeasti paikalleen
varmistaaksesi, ettd DI Water (Deionisoitua
vettd) on saatavilla.

2. lrrota DI Water (Deionisoidun veden) sailion korkki.
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4 Puhdistus ja huolto

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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3. Kaada DI Water (Deionisoitua vettd) sailioon, kunnes se
yltaa tayttoviivaan asti.

paikoilleen.

paikalleen.
a. Aseta deionisoidun veden sailio uudelleen
prosessointimoduuliin kahdella kadella.

b. Varmista, ettd kuulet napsahdusaanen merkkina siité,
etta sailio on kiinnittynyt paikalleen.

nain ei toimita, objektilasit saatetaan hylata Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa).

1



4 Puhdistus ja huolto

4.3  Tayta alkoholisailio uudelleen

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Maintenance (Huolto).

y
%

7. Napauta alkoholin téyttd -asetuksen vieressa olevaa
Unlock (Avaa lukitus)-painiketta.

schedue  [ERNCERORY

Locked

Nakyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa kehotetaan tayttamaan
Bulk Alcohol Container (Bulkkialkoholisailio).

Refill Bulk Alcohol Container

Close the Bulk Alcohol Container
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4 Puhdistus ja huolto

A @ Kuulet napsahduksen, kun sailion lukitus avautuu. Se pysyy
lukitsemattomana vain 30 sekunnin ajan.

s ey

& { m 5. Kaada alkoholi bulkkisailioon enimmaistayttoviivaan asti.
|

—’_"V

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 13

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Puhdistus ja huolto

6. Sulje séilion kansi.

/. Tyonna séilio takaisin prosessointimoduuliin.

8. Napauta Close (Sulje).

Refill Bulk Alcohol Container

Close.
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4 Puhdistus ja huolto

4.4  Tayta eran seurattavat bulkkisailiot

|

..................

...................

BOND-PRIME 221

Epitope Retrieval
Solution 1

(D)

Refill ER1

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

BOND-PRIME sisaltaa seuraavat eran seurattavat bulkkisailiot:

o Dewax Solution

* ERIT
e ER2

« Wash Concentrate

1. Skannaa tarvikepullon viivakoodi varmistaaksesi, etta
eranumeron seuranta suoritetaan.

Aktivoi laser heiluttamalla kattasi skannerin
edessa. Voit myos kayttaa pullon
heijastusta (kannella) asettaaksesi laserin
pullon 2D-viivakoodin paalle.

7. Napauta Close (Sulje).
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4 Puhdistus ja huolto

BOND-PRIME 22

Epitope Retrieval
Solution 1

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Kuulet napsahduksen, kun sailion lukitus avautuu. Se pysyy
lukitsemattomana vain 30 sekunnin ajan.

5. Avaa pullo ja hdvita peukaloinnin estava tiivisterengas
laboratorion menettelytapojen mukaisesti.
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4 Puhdistus ja huolto

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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6. Kaada liuos bulkkisiligihin enimmaistayttoviivaan asti.

‘ Mitaan reagensseja EI SAA laimentaa vedella.

VAROITUS: Bulk Reagent Containers
(Bulkkireagenssisailioita) EI SAA tayttaa niiden
ollessa poissa prosessointimoduulista, jotta
ne eivat vuoda yli.

7. Sulje sailion kansi.

8. Tyonna teline takaisin prosessointimoduuliin.
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4 Puhdistus ja huolto

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

1. Poistajatessili.
a. Paina Jate-painiketta.

b. Veda siilio ulos prosessointimoduulista.

VAROITUS: Kayta jatesailiota nostaessasi
molempia kasia.

2. lrrota jatesailion korkki.
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4 Puhdistus ja huolto

3. Tyhjennd sisalto laboratorion kaytannon mukaisesti.
Palauta sdilio nopeasti prosessointimoduuliin
jatekapasiteetin varmistamiseksi.

‘ ‘ Ohessa esimerkki ongelmajatteesta.

VAROITUS: Havita jate kaikkien laboratoriota
koskevien menettelytapojen ja
viranomaismaaraysten mukaisesti.

4. Asetajatesailion korkki takaisin paikoilleen.

5. Aseta jatesailio takaisin paikalleen.

a. Aseta jatesailio uudelleen prosessointimoduuliin.

b. Varmista, ettd kuulet napsahdusaanen merkkina siité,
ettd sdilio on kiinnittynyt paikalleen.

nain ei t0|m|ta, objektilasit saatetaan hylata Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa).

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 119
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Puhdistus ja huolto

4.6  BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME
puhdistuspakkauksen) kaytto

Tarvittaessa:
4.2 DI Water (DI-vesisailion) tayttaminen
» 4.3 Tayta alkoholiséilio uudelleen

e 4.4 Tayta erdn seurattavat bulkkisailiot

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-puhdistuspakkausta) ei voi ajastaa ennalta,

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

Action Queue (Toimintajonossa) nakyy viesti, kun on aika
kayttad BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-
puhdistussarja). ARC Modules (ARC-moduulit) on
puhdistettava, kun kayttomaara on valilla 17-23.

ACTION QUEUE ACTION QUEUE

() ARC Module cleaning is due
=" Run the BOND-PRIME Clezning Kit soon N
(29128)

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus)
on rekisterditdva BOND-ohjaimeen (katso lisdtietoja BOND 7
kéyttooppaasta).

Jotkin ARC Modules (ARC-moduulit) ovat pois kaytosta, kunnes
puhdistus on suoritettu.

@ Varmista, etta Preload Drawerissa
(Esilatauslaatikko) ja Unload Drawerissa
(

Purkulaatikko) ei ole objektilaseja
puhdistuksen aloittamisen yhteydessa.
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4 Puhdistus ja huolto

1. Poista BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME

puhdistuspakkauksen) siséltdva Reagent Tray
S\ (reagenssialusta).

7. Avaa Reagent Containerin (Reagenssisailio) kansi. Kuulet
napsahduksen, kun kansi avautuu.

3. Aseta Reagent Tray (Reagenssialusta)
prosessointimoduuliin.

a. Aseta Reagent Tray (Reagenssialusta)
prosessointimoduuliin.

b. Tyonnad Reagent Tray (Reagenssialusta) Reagent
Platformiin (Reagenssilava).

c. Varmista, etta kuulet napsahduksen merkkina siita, etta
alusta on asetettu oikein.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME puhdistuspakkaus)
nakyy reagenssinakymassa.

9 10 1 12 13 14

BOND-PRIME Kéyttgopas, 91.7500.509 AQ9 121
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Puhdistus ja huolto

4. Napauta Schedule (Ajastus)-painiketta Suorita BOND-

MAINTENANCE =

4 e - PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME puhdistuspakkaus) -

Top Ulock

kohdan vieressa.

Schedule (Ajastus) -painike on pois kaytdst, ja painikkeen
vieressa oleva tilakuvake osoittaa, etta aikataulutus on
kaynnissa.

Voit ladata uusia dioja Preload Draweriin (Esilatauslaatikko),
kun Aikataulu-painike on poistunut kaytosta ja pyoriva pyora on
nakyvissa.

i Scheduling...
Puhdistusprosessin paattymisaika minuutteina naytetaan.
Complete: 1 min
83 6 SISy < || Kun BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME

MA(':TENA”“ : ~ | puhdistuspakkaus) on valmis, Schedule (Ajastus)-painike on
J——— kaytossa ja naytossa nakyy niiden objektilasien maara, joka

voidaan kasitelld ennen kuin pakkausta tarvitaan uudelleen.

oy et
m Due in 552 slides

Complete. Z
—
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4 Puhdistus ja huolto

5. Poista Reagent Tray (reagenssialusta).

a. Tarkista, ettd Reagent Lanen (Reagenssikaista)
merkkivalo on punainen, mika tarkoittaa, etta se ei ole
enaa kaytossa.

b. Poista Reagent Tray (Reagenssialustat) osasta Reagent
Platform (Reagenssilava).

napsahduksen, kun kansi on kiinnittynyt.

@\ 6. Sulje Reagent Containerin (Reagenssisailio) kansi. Kuulet

A& /. Sailytd Reagent Containerit (Reagenssisailiot) 2-8 °C:n

lampatilassa.
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4 Puhdistus ja huolto

477  Aloita huolto

Kdyta Start Maintenance (Aloita huolto) -toimenpidettad avatessasi Work Surface (Tydskentelytason), puhdistaessasi
Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailioita), vaihtaessasi Suction Cup (Imukupin) tai kayttdessasi BOND-
PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -pdivityssarjaa).

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytto) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdvana
(Processing (Kasitellaan))

» objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Napauta Maintenance (Huolto).
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4 Puhdistus ja huolto

MAINTENANCE

MAINTENANCE

Refillalcohal

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

@ Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,

kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltondytossa)
tilaksi Unlocked (Avattu).

6. Avaakansi.

125



4 Puhdistus ja huolto

4.8  ARC Modules (ARC-moduulit) sisapintojen
pyyhkiminen

VAROITUS: Sinun on kdytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytt) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdavana
(Processing (Kasitellaan))

« objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Napauta Maintenance (Huolto).
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MAINTENANCE

MAINTENANCE

@ Refillalcohal

By
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4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,
kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltondytossa)
tilaksi Unlocked (Avattu).

0. Kaytd puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
prosenttista etanoliliuosta.
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X 24

A A\

Poista hiukkaset tai jaamat pyyhkimalla ARC Module (ARC-
moduulista) takaa eteen. Ald pyyhi Covertile-suojusta, silld se

voi vahingoittaa Covertile-tiivistetta.

/. Jos et enda tarvitse paasya Work Surface

(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata

toimenpidetta.

MAINTENANCE

0

8. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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9. Napauta Yes (Kylld).
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Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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4.9  Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilava) ja ARC
Bankin (ARC-pankki) pinnat

‘ ﬁ VAROITUS: Sinun on kdytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin

huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytt) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdavana
(Processing (Kasitellaan))

« objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Napauta Maintenance (Huolto).
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4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

MAINTENANCE

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

@ Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,

kun huolto alkaa.

MAINTENANCE = Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
& == - Status (kannen lukituksen tila) muuttuu

Maintenance Screen (Huoltondytossa)
tilaksi Unlocked (Avattu).

A 6. Poista Reagent Platform (Reagenssilavasta)

Reagenssialustat.
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BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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/. Kaytad puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
prosenttista etanoliliuosta.

8. Pyyhi Reagent Platform (Reagenssilavan) kunkin kaistan
pinta nukkaamattomalla liinalla.

9. Pyyhi molemmat Wash Robot (Pesurobotin) kiskot.

10. Jos et enda tarvitse paasya Work Surface
(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata
toimenpidetta.
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17. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

MAINTENANCE

@ Reill alcohol Unlock
Top Ul then e ine:

Periodic Maintenance m
Hood Lock status i
ccess the Work Surface toperorn maintenance.

-
S T —
&
b - [ ]

Tap
e

12. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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410 Suction Cup (Imukupin) puhdistaminen

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytt) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdavana
(Processing (Kasitellaan))

« objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Napauta Maintenance (Huolto).
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4 e

MAINTENANCE =

MAINTENANCE =

G Refillalcohal
Top Unlok,then il he Bulk Alcohl Contines
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4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

kun huolto alkaa.

tilaksi Unlocked (Avattu).

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltondytossa)

6. Paikanna Suction Cup (Imukuppi) robottipaasta.

HUOMAUTUS: Jotta voit valttaa imukupin
putoamisen prosessointimoduuliin, siirra
High-Speed Robot (Pikarobotti) varovasti
Reagent Platform (Reagenssilavan) paalle.
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e

a~
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/. lrrota Suction Cup (Imukuppi) robottipaasta.

8. Kaytd puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
prosenttista etanoliliuosta.

9. Poista vahajaamat taivuttamalla Suction Cup (Imukuppia)
ja puhdista sitten nukkaamattomalla liinalla, kunnes

ole tukoksia.

10. Asenna Suction Cup (Imukuppi) takaisin robottipaahéan.
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17. Jos et endé tarvitse paasya Work Surface
(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata

— toimenpidetta.

17. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

Clean Bulk Reagent Conta
Top U

13. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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411 Suction Cup (Imukupin) vaihtaminen

Vaihda Suction Cup (Imukuppi) 3 400 objektilasin tai 2 kuukauden vélein sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Jotta voit valttda imukupin putoamisen prosessointimoduuliin, siirrd High-Speed Robot (Pikarobotti) varovasti
Reagent Platform (Reagenssilavan) paalle.

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

0 ‘/ 7. Tarkista Status Screen (Tilanaytto) sen varmistamiseksi,
0 1+ x « objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdvana
: (Processing (Kasitelldan))

 objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

e 22 0000 = Katso 2.3 Status Screen (Tilanayttd).
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Unload Reagents  Maintenance
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@ Refill alcohol . Unlock
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3. Napauta Maintenance (Huolto).

4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tydskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,
kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltonaytdssa)
tilaksi Unlocked (Avattu).
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MAINTENANCE =
6
$
e
&
<
?
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6. Paikanna Suction Cup (Imukuppi).

/. Irrota Suction Cup (Imukuppi).

a. Irrota Suction Cup (Imukuppi) robottipdasta.

b. Havita Suction Cup (Imukuppi) laboratorion
menettelytapojen mukaisesti.

8. Asenna uusi Suction Cup (Imukuppi).

a. Poista Suction Cup (Imukuppi) pakkauksestaan.
b. Kiinnitd Suction Cup (Imukuppi) robottipaahan.

9. Napauta Done (Valmis) -painiketta, joka on toiminnon
Replace Suction Cup (Imukupin vaihtaminen) painikkeen

vieressa.
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10. Jos et enaa tarvitse paasya Work Surface
(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata

toimenpidetta.

17. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

MAINTENANCE

@ Refill alcohol
o
© un Dueinssides.
Periodic Maintenance
@ Hood Lock status. Unioked
Access the Work Surfce to perform maintenance. B

G Replace ARCReresh Kit
= Scant e

12. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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412 Puhdista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon
istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja
noutosuodatin

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

Puhdista Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat)

1. Napauta Status (Tila).

0 ‘/ 7. Tarkista Status Screen (Tilanaytto) sen varmistamiseksi,

% etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdvana
(Processing (Kasitellaan))

» objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).
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Unload Reagents  Maintenance
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3. Napauta Maintenance (Huolto).

4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tydskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,
kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltonaytdssa)
tilaksi Unlocked (Avattu).
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6. Avaa Preload and Unload Drawers (Esilataus- ja
Purkulaatikot).

Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat) ovat
kaytettavissa.

/. Poista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas) Preload
Drawerista (Esilatauslaatikko).

a. Veda lukitusvarret ylos.

b. Kayta etumaskin sormikahvaa apuna istukkaan
nostamisessa ulos laatikosta.

C. Poista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
Preload Drawerista (Esilatauslaatikko).

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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8. Poista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas) Unload
Drawerista (Purkulaatikosta).

a. Veda lukitusvarret ylos.

b. K&ytd etumaskissa olevaa sormikielekettd apuna
istukkaan nostamisessa ulos laatikosta.

c. Poista Slide Drawer Insert (Leikelaatikon istukas)
Unload Drawerista (Purkulaatikosta).

9. Pese osat lampimalla saippuavedell.

10. Huuhtele hyvin juoksevalla vedella.

17. Anna kuivua kokonaan ennen kuin asennat sen uudelleen
samaan prosessointimoduuliin.

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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¥ A
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17. Kéyta puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
prosenttista etanoliliuosta.

13. Pyyhi jatetyhjennykset nukkaamattomalla liinalla.
Jatetyhjennykset ovat kaytettavissa, kun Slide Drawer
Insert (Leikelaatikon istukkaat) on poistettu avatuista
laatikoista.

14. Pyyhi Sump Tray (Kaukalon alusta) nukkaamattomalla

(Esilatauslaatikot) ja Unload Drawerien (Purkulaatikot) alla
ja takana. Niihin paasee kasiksi Work Surfacen
(Tydskentelytaso) kautta, kun laatikot on avattu kokonaan.
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Puhdista purkulaatikon kameraputki ja suodatin

AA 2 -

1 Sumput
2 Unload Drawerin (Purkulaatikon) poistoputki
3 Noudon suodatin

15. Kierra purkuputkea suodattimen ollessa kulmayhteessa.

16. Irrota purkulaatikon kameraputki ja suodatin painamalla
oranssia holkkia.
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17/. Huuhtele purkulaatikon kameraputki ja suodatin
tarvittaessa puhtaalla vedella.

18. Varmista, ettd suodattimessa ei ole roskia.

19. Kiinnita purkulaatikon putki takaisin oranssiin suojukseen
ja varmista, etta tyonnat sen kokonaan sisaan.
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20. Kierrd suodattimen sisaltava poistoputki alkuperaiseen
asentoon.

Varmista, ettad poistoputki on asennettu oikein, jotta se ei
hairitse Unload Drawerin (Purkulaatikon) Slide Drawer
Insertin (Leikelaatikon istukas) kohdistusta.

2. Kiinnita Slide Drawer Insertit (Leikelaatikon istukkaat)
takaisin.

a. Asenna jokainen Slide Drawer Insert (Leikelaatikon
istukas) varmistaen, etta ne ovat kokonaan
syvennyksessa juuttumatta.

b. Sulje lukitusvarsi istukkaiden asentamisen jalkeen
istukkaiden automaattista kohdistusta ja hyvan
sopivuuden varmistamista varten.

HUOMAUTUS: Jos puhdistat useita
istukkaita, varmista, etta oikea istukas on
vaihdettu oikeaan laatikkoon ja etta

prosessointimoduuli on oikea. Istukkaita ei
voi vaihtaa prosessointimoduulien valilla.

27. Sulje objektilasien Preload and Unload Drawers (Esilataus-
ja Purkulaatikot).

2] By
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73. Jos et enad tarvitse paasya Work Surface
(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata

— toimenpidetta.

74 Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

Clean Bulk Reagent Conta
Top U

25. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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413 Puhdista pesu-/esitayttoasemat

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytt) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdavana
(Processing (Kasitellaan))

« objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Napauta Maintenance (Huolto).
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MAINTENANCE

MAINTENANCE

@ el lcohol . Unlack

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,
kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltondytossa)
tilaksi Unlocked (Avattu).
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6. Etsi pesu-/esitayttoasemien sijainnit (1, 2 ja 3) Work
Surfacelta (Tyoskentelytaso).

‘ Jos High-Speed Robot (Pikarobotti) tai
Wash Robotit (Pesurobotti) ovat tielld, voit
siirtaa niita varovasti, jotta paaset
paremmin pesu-/esitayttoasemille.

1 Bulk Probe Prime Station (Bulkkianturin
valmisteluasema)

2 Wash Robot (Pesurobotti) pesuasemat

3 ARC Proben (ARC-anturi) pesuasemat

‘. f} /. Kaytd puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
Q‘ prosenttista etanoliliuosta.

/@\ @ /l\ % 8. Puhdista vain pesu—(gsitéyttdasemien ylapinnat

nukkaamattomalla liinalla.

é HUOMAUTUS: Al kéyta vanulappuja.

1 Bulk Probe Prime Station (Bulkkianturin
valmisteluasema)

2 Wash Robot (Pesurobotti) pesuasemat

3 ARC Proben (ARC-anturi) pesuasemat
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9. Jos et enaa tarvitse padsya Work Surface
(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata

— toimenpidetta.

10. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

Clean Bulk Reagent Conta
Top U

17. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.

BOND-PRIME Kéyttdopas, 91.7500.509 A9 154

Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Puhdistus ja huolto

414 Kayta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-
PRIME ARC -paivityssarjaa)

BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -péivityssarjaa) kuuluu korvaava tuote:

 Covertile-suojukset
« Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy).

Kayta ARC-paivityssarjaa 7 500 objektilasin tai 8 kuukauden vélein sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Jokainen IHC-

yksittaisvarjays lasketaan yhdeksi kayttokerraksi Covertilen kayttoikaa ajatellen. Jokainen ISH-hybridisaatio lasketaan
kahdeksi kayttokerraksi. Kayttokertoja objektilasia kohti voi olla enintdan kaksi. Alla oleva taulukko osoittaa vastaavan
objektilasimaaran objektilasityyppia kohti.

Objektilasin tyyppi
IHC-objektilasi 1
ISH-objektilasi 2
Multiplex 2-6 2

VAROITUS: Sinun on kdytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

<o "y
e X
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MAINTENANCE

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Tarkista Status Screen (Tilandytto) sen varmistamiseksi,
etta:

» objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdvana
(Processing (Kasitellaan))

» objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

Napauta Maintenance (Huolto).

4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

Napauta Yes (Kylld).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tyoskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista
varten.

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,

kun huolto alkaa.
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MAINTENANCE = Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock

Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltondytossa)
tilaksi Unlocked (Avattu).

0. Skannaa ARC Refresh Kit (ARC-paivityssarjan) viivakoodi.

Skannaus hyvaksytaan vain huoltotilassa.
@ ARC Refresh Kit (ARC-paivityssarjan)
skannaus varmistaa, etta Covertile-

suojukset puhdistetaan DI Water (DI-

vedelld) ja BOND-PRIME Wash Working
Solution ennen varjaysta.

/. Poista Covertile-suojukset.

a. Tyonnd ARC Module Latch (ARC-moduulin
kiinnityssalpa) alaspain, jotta Covertile-suojus on
helpommin kasiteltavissa.

b. Veda Covertile Thumbholdia (Covertilen kieleke)
varovasti hieman eteenpdin ja ARC Module Lid (ARC-
moduulin kansi) oikeaa reunaa kohti.

c. Irrota Covertile ja poista se ARC Modules (ARC-
moduulit).

d. Havita Covertile-suojus laboratorion menettelytapojen
mukaisesti.
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8. Poista Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy).

a. Nosta Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy) ylos.

b. Havita Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)
laboratorion menettelytapojen mukaisesti.

VAROITUS: Ole varovainen
poistaessasi ja havittdessasi Mixing
Well Platen (Sekoitusaltaan levy), jotta
nestetta ei laiky.

9. Poista kdsineet ja havita ne laboratorion menettelytapojen
mukaisesti. Pue uudet kasineet.

10. Asenna uusi Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy).

a. Poista Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy)
pakkauksestaan.

SOND.ppy

b. Aseta Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy) Mixing
Blockiin (Sekoitushlokki).

Mixing Well Platen (Sekoitusaltaan levy) suunta Mixing
Blockiin (Sekoitusblokki) ndhden ei ole merkityksellinen
edellyttden, etta se on tasaisesti pidikkeen sisélla.

Kayta peukalopidikettd, kun pitelet Covertile-suojusta. ALA
aseta sormiasi ylalevylle.
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17. Asenna uudet Covertile-suojukset.
a. Kiinnita Covertile Hook (Covertilen koukku) ARC Module

(ARC-moduulista) takaosaan.
b. Tyonna Covertile-peitettd varovasti, kunnes Covertile on

paikallaan ARC Modules (ARC-moduulit).
c. Tyonna ARC Module Latch (ARC-moduulin
kiinnityssalpa) ylos.

12 Sulje kansi.

13. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

MAINTENANCE

14 Napauta Yes (Kylla).
Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)

automaattisesti, kun lopetat huollon.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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415 Puhdista Bulk DI Water Container
(Bulkkimaaraisen deionisoidun veden sailio)

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
Tekijanoikeudet © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

DI Water (Deionisoidun veden) sdilio sijaitsee bulkkisailiokaapin
vasemmalla puolella.

1.

2.

b. Veda siilio ulos prosessointimoduulista.
VAROITUS: Kayta bulkkimaaraisen DI Water

(Deionisoidun veden) sailiota nostaessasi
molempia kasia.

Palauta sdilio nopeasti paikalleen
varmistaaksesi, etta DI Water (Deionisoitua

vettd) on saatavilla.

Irrota DI Water (Deionisoidun veden) silion korkki.
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3. Havita sisaltd kaikkien laboratoriota koskevien
menettelytapojen ja viranomaismaaraysten mukaisesti.

Ve '\ a. Tayta neljannes deionisoidun veden sailiosta
@ -5 @ L\ ‘ deionisoidulla lampimalla saippuavedella.

\ 1. b. Aseta kansi takaisin s&ilioon ja ravista sailiota
D voimakkaasti.
A\
! c. Tyhjenna sisalto laboratorion kaytannon mukaisesti.
5. Huuhtele DI Water (Deionisoidun veden) séilio pesuaineen
’// poistamiseksi.
@ \\ > a. Tdytd neljannes DI Water (Deionisoidun veden) siiliosta
\ X deionisoidulla vedella.
b b. Aseta kansi takaisin sailioon ja ravista sailiota
N voimakkaasti.
@ ¢. Tyhjenn siséltd laboratorion kdytanndn mukaisesti.

0. Tayta deionisoidun veden sailio ja aseta sitten DI Water
(Deionisoidun veden) sailion korkki takaisin paikoilleen.
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paikalleen.

a. Aseta deionisoidun veden séilio uudelleen
prosessointimoduuliin kahdella kadella.

b. Varmista, ettd kuulet napsahdusaanen merkkina siité,
etta sailio on kiinnittynyt paikalleen.

bl nain ei toimita, objektilasit saatetaan hylata Preload Drawer
= (Esilatauslaatikossa).
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4.16 Puhdista lukitut Bulk Reagent Containers
(Bulkkireagenssisailiot)

huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

‘ f VAROITUS: Varo tormaamasta bulkkisailiolaatikoihin niiden ollessa auki.

‘ ‘ Varmista ennen tdman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.

‘ ﬁ VAROITUS: Sinun on kdytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin

Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Status (Tila).

0 / 7. Tarkista Status Screen (Tilanaytt) sen varmistamiseksi,

T » objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltdavana

(Processing (Kasitellaan))

« objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).
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Unload Reagents  Maintenance

<o )
o . X

Preload

s
&P

Status

Ak
S

MAINTENANCE

@ Refill alcohol . Unlock

schede  [IARTNEEIENS

Locked / ;

MAINTENANCE
ORI
S Run BOND-PRIME Cle R
& Luvecenn Ouein 12 e
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3. Napauta Maintenance (Huolto).

4. Napauta Start maintenance (Aloita huolto).

5. Napauta Yes (Kylla).

Kun on napautettu Yes (Kylld), on odotettava hetki, kun
prosessointimoduuli valmistelee Work Surface
(Tydskentelytasoa) huoltoa ja kannen lukituksen avaamista

varten.

‘
|

Prosessointimoduuli avaa kaikki ARC
Modules (ARC-moduulit) automaattisesti,
kun huolto alkaa.

Kun kannen lukitus on avattu, Hood Lock
Status (kannen lukituksen tila) muuttuu
Maintenance Screen (Huoltonaytdssa)
tilaksi Unlocked (Avattu).
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6. Napauta Unlock (Avaa lukitus) kohdasta Clean Bulk
Reagent Containers (Puhdista Bulkkireagenssisailiot).

Reagenssisailiorasiat pysyvat
lukitsemattomina 30 sekunnin ajan, jotta
sinulla on aikaa avata kaikki laatikot
huoltoasentoon.

Jos sinulla ei ole aikaa avata niita kaikkia
30 sekunnin kuluessa, voit napauttaa
Unlock (Avaa lukitus) painiketta uudelleen.

/. Avaa lukitun reagenssisailion telineet vetamalla niita
eteenpain.

@ Puhdista sailio ja asenna se sitten uudelleen
yksi kerrallaan, silla sailiot eivat pysty

seisomaan tasaisella alustalla.
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Séilion ylhaalta katsottuna 8. Paina putken liittimen takaosassa olevaa telineen

vapautusvipua. Odota, etta kuulet napsahduksen.

Alcohol

9. Liu'uta s&iliota ylos ja ulos telineesta.

VAROITUS: Bulk Reagent Containers
(Bulkkireagenssisailioitd) EI SAA tayttaa
niiden ollessa poissa

prosessointimoduulista, jotta ne eivat
vuoda yli.

& 10. Tyhjenna séilio vaarallisen jatteen rumpuun.
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A

HUOMAUTUS: Alcohol (Alkoholi)- tai Dewax
Solution (Parafiininpoistoastioiden)
puhdistamiseen El SAA kayttaa vetta tai
pesuainetta.

17. Puhdista sailio:

a. Huuhtele sailio pienella maaralla alkoholia kaikkien

epapuhtauksien poistamiseksi.

b. Ravista s4iliota varovasti.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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c. Tyhjen

na sailio, kun olet valmis.

17. Sulje kansi ja palauta s&ili6 telineeseen.

13. Tyénna sailicta alaspain, kunnes kuulet napsahduksen.
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14 Sulje teline.

15. Toista vaiheet vaihe 8-vaihe 14 parafiinin
poistoliuossailiolle.

Jos muita Reagent Containers (Reagenssisailidita) ei tarvitse puhdistaa, Lopeta huolto.

ER1, ER2- ja BOND-PRIME Wash Solution Concentrate

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Oikealla olevat kolme sailiota ovat ER1-, ER2- ja BOND-PRIME
Wash Solution Concentrate.

@ Puhdista sailio ja asenna se sitten uudelleen
yksi kerrallaan, silla sailiot eivat pysty

seisomaan tasaisella alustalla.
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Sadilion ylhaalta katsottu

%

Epitope
Retrieval 1

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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16. Paina putken liittimen takaosassa olevaa telineen
vapautusvipua. Odota, etta kuulet napsahduksen.

17 Liu'uta sailiGta ylos ja ulos telineesta.

VAROITUS: Bulk Reagent Containers
(Bulkkireagenssisailioitd) EI SAA tayttaa
niiden ollessa poissa

prosessointimoduulista, jotta ne eivat
vuoda yli.

18. Tyhjenna séilio laboratorion menettelytapojen mukaisesti.
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a. Tayta sailiosta neljannes lampimaan veteen sekoitetulla
teollisuuskayttoon tarkoitetulla pesuaineliuoksella.

b. Ravista sailiotd varovasti.
C. Tyhjenna sailio laboratorion kaytannon mukaisesti.

20. Huuhtele sailio.

vedelld).
b. Ravista s4iliota varovasti.

c. Tyhjenna sailio laboratorion kaytannon mukaisesti.

27 . Puhdista siilio:

a. Huuhtele sailio pienella maaralla ER1:ta kaikkien
epapuhtauksien poistamiseksi.

b. Ravista s4iliota varovasti.

c. Tyhjenna sailio laboratorion menettelytapojen
mukaisesti.

27 Sulje kansi ja palauta séilic telineeseen.

Ala tayta sailiota viela.
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7 3. Tyonna sailiota alaspain, kunnes kuulet napsahduksen.

24 Sulje teline.

2 5. Toista vaiheet vaihe 16-vaihe 24 jaljella oleville lukituille
Reagent Containers (Reagenssisailidille).
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Tayta Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailiot)

2

Lopeta huolto

MAINTENANCE =
6

P
&

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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e 4.3 Tayta alkoholisailio uudelleen

e 4.4 Tayta eran seurattavat bulkkisailiot

77. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

78. Napauta Yes (Kylld).
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Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisestija lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

1. Poistajatesailio.

a. Paina Jate-painiketta.

b. Veda siilio ulos prosessointimoduulista.

VAROITUS: Kayta
bulkkimaaraista/ongelmajatesailiota
nostaessasi molemmilla kasilla.

2. lrrota jatesailion korkki.
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3. Havita sisaltd kaikkien laboratoriota koskevien
menettelytapojen ja viranomaismaaraysten mukaisesti.

‘ Ohessa esimerkki ongelmajatteesta.

4. Jatesailiciden puhdistus.

a. Tayta jatesailiosta neljannes lampimaan veteen
sekoitetulla teollisuuskayttoon tarkoitetulla
pesuaineliuoksella.

b. Aseta kansi takaisin s&ilioon ja ravista sailiota
voimakkaasti.

C. Tyhjenna sisalto laboratorion kdaytannon mukaisesti.

a. Tayta neljannes jateastiasta deionisoidulla vedella.

b. Aseta kansi takaisin sailioon ja ravista sailiota
voimakkaasti.

c. Tyhjenna sisalto laboratorion kaytannon mukaisesti.

& f 6. Aseta jatesailion korkki takaisin paikoilleen.
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/. Asetajatesailio takaisin paikalleen.

a. Aseta jatesailio uudelleen prosessointimoduuliin.

b. Varmista, ettd kuulet napsahdusaanen merkkina siité,
etta sailio on kiinnittynyt paikalleen.

nain ei toimita, objektilasit saatetaan hylata Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa).
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4.18 Sump Tray (Kaukalon alustan) puhdistaminen

huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

‘ c VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin

r

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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1. Paikanna Sump Tray (Kaukalon alusta).

7. Seiso Sump Tray (Kaukalon alustan) sivulla ja poista se
kayttamalla molempia kasia laikkymisen ehkadisemiseksi.
Noudata tarvittaessa laboratoriossa sovellettavia vuotojen
hallintamenettelyja.

3. Kuivaa ylimaarainen jatereagenssi imemalla se paperilla.

a. Imeyta suurin osa jatereagenssista paperipyyhkeilla.

b. Havita paperipyyhkeet laboratorion menettelytapojen
mukaisesti. Kasittele aina Sump Tray (Kaukalon
alustasta) peraisin olevaa jatettd vaarallisena.
@ Jos jateastiassa on liikaa jatetta, ota

yhteys yhtion Leica Biosystems tukeen.
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4. Kaytd puhdasta nukkaamatonta liinaa, jossa on 70-
prosenttista etanoliliuosta.

5. Pyyhi Sump Tray (Kaukalon alusta) nukkaamattomalla
liinalla.

70%
Ethanol

6. Aseta Sump Tray (Kaukalon alusta) takaisin
prosessointimoduuliin.
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4.19 Lopeta huolto

Varmista ennen huollon lopettamista, etta:

Covertile-suojukset ovat kaytossa

Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levy) on paikallaan (katso 4.14 Kaytda BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-
PRIME ARC -paivityssarjaa))

Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisdilididen) tilavuus on riittava (katso 4.4 Tayta erdn seurattavat
bulkkisailiot ja 4.3 Tayta alkoholisailio uudelleen)

missdan ARC Modules (ARC-moduulit) ei ole objektilasia (katso 5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC
Modules (ARC-moduulit))

kansi on alhaalla

Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.

Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Napauta Maintenance (Huolto).

MAINTENANCE =

@ Refill alcohol

7. Napauta Stop maintenance (Lopeta huolto).

Fending zcan

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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3. Napauta Yes (Kylla).

Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan
kliiniseen tilaan.

Prosessointimoduuli sulkee ARC Modules (ARC-moduulit)
automaattisesti ja lukitsee kannen, kun lopetat huollon.
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470 Prosessointimoduulin sammuttaminen

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisdan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

R 1. Napauta Status (Tila).
9 9 9 W X

7. Tarkista Status Screen (Tilanaytto) sen varmistamiseksi,
etta:

 objektilaseja ei ole parhaillaan kasiteltavana
(Processing (Kasitelladn))

* objektilaseja ei ole Preload Drawer
(Esilatauslaatikossa) (Loaded (Ladattu)) ja Unload
Drawer (Purkulaatikossa) (Complete (Valmis)).

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

3. Sammuta prosessointimoduulin virta.

a. Paina valmiustilan virtapainiketta.

@

A Ponnahdusikkuna osoittaa, etta prosessointimoduulin
s e sammuttaminen on turvallista.

b. Napauta Close (Sulje).
L |

@ ®)
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4. Sammuta prosessointimoduulin virta.

oveen, kun se on avoinna.
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4.2

Vaihda virtalahteen sulakkeet

BOND-Ph.

F1 F2 | = =
B | =
e ) —
00 =
—=
—
- 100 - 250V~
F1 i 3AB 15A
100 - 250V~
F2 i 3AB 15A

Itis now safe to shut down the
processing module

S wa

()
®)
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Varmista, etta sinulla on oikeat sulakkeet (F1, F2).

Sulakkeet ovat prosessointimoduulin takaosassa.

@ Prosessointimoduulia on ehka siirrettava, jotta
paaset paremmin kasittelemaan takapaneelin

liittimia.

Sammuta prosessointimoduulin virta.
a. Paina valmiustilan virtapainiketta.

Ponnahdusikkuna osoittaa, etta prosessointimoduulin
sammuttaminen on turvallista.

b. Napauta Close (Sulje).

3. Sammuta prosessointimoduulin virta.

a. Avaa sailiokaapin ovi.
b. K&anna vaihtovirtakytkinta vastapaivaan.

C. Sulje sailiokaapin ovi.

VAROITUS: Varo, ettet kompastu séailiokaapin
oveen, kun se on avoinna.
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4. lrrota verkkovirtajohto.

a. Irrota virtajohto seinapistorasiasta.

b. Irrota virtajohto prosessointimoduulin takaosasta.

@ Prosessointimoduulia on ehk siirrettava, jotta
paaset paremmin kasittelemaan takapaneelin

liittimia.

5. Havita sulake.

a. Kierra sulakkeenpidinta litteateraisella ruuvimeisselilla
vastapaivaan ja irrota se prosessointimoduulista.

b. Havita sulake kierratysastiaan.

JoN); Ala havitd vanhoja sulakkeita tavallisen jatteen
%& mukana. Kierrata, jos mahdollista.

6. Asenna uusi sulake.

a. Poista uusi sulake pakkauksesta.

b. Aseta sulakkeenpidin prosessointimoduuliin ja kdanna
sitten sulakkeenpidinta tasapaisella ruuvimeisselilla
myotapaivaan, kunnes se on kirealla.

/. Kytke verkkovirtajohto.

a. Kytke virtajohto prosessointimoduulin takaosaan.
b. Kytke virtajohto seindpistorasiaan.

@ Prosessointimoduulia on ehka siirrettava,
jotta paaset paremmin kasittelemaan

takapaneelin liittimia.
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4 Puhdistus ja huolto

8. Kaynnista prosessointimoduulin virta.

9. Kun prosessointimoduuli kdynnistetaan, se alustetaan

ennen kirjautumisnayton nayttamista. Tama prosessi
kestaa 8—15 minuuttia. Jos prosessointimoduuli ei
o kaynnisty, katso 5.1 Alustamisen epdaonnistuminen.

Status Screen (Tilandyttd) avautuu.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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5.1  Alustamisen epaonnistuminen

« Covertile-suojusta ei ole asennettu oikein ARC Module (ARC-moduulista) - katso 4.14 Kayta BOND-PRIME
ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC -péivityssarjaa)

 Robottien vapaan liikkumisen tiella on esteita - katso 4.20 Prosessointimoduulin sammuttaminen

« Work Surface (Tydskentelytasolla) on jaljelld objektilaseja - katso 5.3.2 Objektilasien manuaalinen hakeminen
Work Surface (Tyoskentelytasolta)

« Mixing Well Plate (Sekoitusaltaan levya) ei ole - katso 4.14 Kayta BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME
ARC -pdivityssarjaa)

« Yksitai useampi Bulk Reagent Containers (Bulkkireagenssisailio) on tyhja tai sité ei ole asetettu kunnolla
prosessointimoduuliin — katso 4.4 Tayta eran seurattavat bulkkisailiot

 Verkkoyhteyden ongelmat - katso 5.2 Verkkoyhteyden virhe.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta asiakastukeen.

5.2 Verkkoyhteyden virhe

1 Tarkista, etta prosessointimoduuli on kytketty BOND-ohjaimeen ja kaikki verkkokaapelit on kytketty.

‘ BOND ohjaimen on oltava kaynnissa ennen prosessointimoduulien liittamista.

2 Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen.

5.3 Objektilasien manuaalinen haku
prosessointimoduulista

Prosessointimoduuli voi toisinaan osoittaa, etta objektilasien prosessointia ei voi jatkaa, ja sinun on noudettava
leikkeita manuaalisesti. Voit hakea objektilaseja seuraavista sijainneista:

« Preload Drawer (Esilatauslaatikko) - katso 5.3.1 Naytelasien manuaalinen haku Preload and Unload Drawers
(Esilataus- ja Purkulaatikoista)

* Unload Drawer (Purkulaatikko) — katso 5.3.1 Naytelasien manuaalinen haku Preload and Unload Drawers
(Esilataus- ja Purkulaatikoista)

« Work Surface (Tyoskentelytaso) - katso 5.3.2 Objektilasien manuaalinen hakeminen Work Surface
(Tyoskentelytasolta)

» ARC Modules (ARC-moduulit) - katso 5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules (ARC-moduulit)
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5 Vianetsinta

« High-Speed Robot (Pikarobotin) Suction Cup (Imukuppi) on puhdistettava tai vaihdettava. Katso 4.10 Suction
Cup (Imukupin) puhdistaminen tai 4.11 Suction Cup (Imukupin) vaihtaminen

* etiketti on asetettu objektilasille vaarin tai objektilasilla on useampi kuin kaksi etikettia. Katso Objektilasin
etiketin tiedot

* objektilasin etikettialueella on kudosta, ja@mia tai nestetta.
* alipainejarjestelmassa on ongelma
« Preload Drawer (Esilatauslaatikko) tai Unload Drawer (Purkulaatikko) on vaihdettu, eika se ole linjassa.

Action Queue (Toimintajonossa) nakyy ilmoitus, joka ilmaisee ongelman syyn ja sen korjaamiseen tarvittavat
toimenpiteet.

Jos objektilasin siirto epaonnistuu jatkuvasti, ota yhteytta asiakastukeen.

5.3.1  Naytelasien manuaalinen haku Preload and Unload
Drawers (Esilataus- ja Purkulaatikoista)

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

Jos Action Queue (Toimintajonossa) kehotetaan poistamaan naytelasit Preload and Unload Drawers (Esilataus- tai

1. Avaa Preload and Unload Drawers (Esilataus- ja
Purkulaatikot) ja poista naytelasit.

B-o- | Ei Tarkista, ettei laatikoissa ole roskia. Jos niissa on roskia,
puhdista laatikot. Katso 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert
\J l/ (Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja

noutosuodatin.
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7. Sulje objektilasien Preload and Unload Drawers (Esilataus-
ja Purkulaatikot).

5.3.2  Objektilasien manuaalinen hakeminen Work
Surface (Tyoskentelytasolta)

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.

1. Avaa Preload and Unload Drawers (Esilataus- ja
Purkulaatikot) ja hae naytelasit.

Tarkista, ettei laatikoissa ole roskia. Jos niissa on roskia,
puhdista laatikot. Katso 4.12 Puhdista Slide Drawer Insert
(Leikelaatikon istukas), jatetyhjennykset ja -sumput ja
noutosuodatin.
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7. Sulje objektilasien Preload and Unload Drawers (Esilataus-
ja Purkulaatikot).

3. Paina valmiustilan virtapainiketta.

4. Sammuta prosessointimoduulin virta.

VAROITUS: Varo, ettet kompastu sailiokaapin
oveen, kun se on avoinna.

5. AvaaKkansija poista naytelasit.

Tarkista, ettei Work Surface (Tyoskentelytasossa) ole
roskia. Jos Work Surface (Tydskentelytasossa) on roskia,
puhdista se. Katso 4.9 Pyyhi Reagent Platform
(Reagenssilava) ja ARC Bankin (ARC-pankki) pinnat.
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5 Vianetsinta

é 6. Jos et enda tarvitse paasya Work Surface

(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata
- toimenpidetta.

/. Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen. Katso
Leica 3.2 Kaynnista prosessointimoduuli.

5.3.3  Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules
(ARC-moduulit)

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.

@ Varmista ennen taman toimenpiteen aloittamista, etta olet kirjautunut sisaan prosessointimoduuliin.
Katso 2.1 Kirjautuminen sisaan ja ulos.
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1. Paina valmiustilan virtapainiketta.

sonp-PRIVE [

7. Sammuta prosessointimoduulin virta.

oveen, kun se on avoinna.

3. Kéynnista prosessointimoduulin virta.

a. Kaanna vaihtovirtakytkinta myctapaivaan.

objektilaseja, avautuvat automaattisesti.

) @ Alustus epdonnistuu, mutta ARC Modules
Z """""" (ARC-moduuli), joissa on tunnistettuja
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4. Sammuta prosessointimoduulin virta uudelleen.

a. Kaanna vaihtovirtakytkinta vastapaivaan.

b. Sulje sailickaapin ovi.

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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5. Avaakansi.

6. Poista objektilasi ARC Module (ARC-moduulista) ja jata se
kokonaan auki. Prosessointimoduuli sulkee ARC-moduulit
automaattisesti, kun kaynnistat prosessointimoduulin

uudelleen.

|
VAN
A

Huollon aikana voit siirtaa Wash Robots
(Pesurobotteja) manuaalisesti, jotta saat
paremman paasyn ARC Modules (ARC-
moduulit).

HUOMAUTUS: Varo pudottamasta
objektilaseja, kun kasittelet niita
manuaalisesti Work Surface
(Tydskentelytason)) paalla.

HUOMAUTUS: Ala sulje ARC Modules (ARC-
moduuleita) manuaalisesti. Tama tapahtuu
automaattisesti, kun kaynnistat
prosessointimoduulin.
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é /. Jos et enda tarvitse paasya Work Surface

(Tyoskentelytasolle), sulje kansi ja jatka sitten tata
- toimenpidetta.

8. Kéaynnista prosessointimoduuli uudelleen. Katso
Leica 3.2 Kaynnista prosessointimoduuli.

sahkokatkon aikana.

‘ Sahkokatkoksen sattuessa katso 5.3.4 Objektilasien manuaalinen haku ARC Modules (ARC-moduulit)

5.3.4  Objektilasien manuaalinen haku ARC Modules
(ARC-moduulit) sahkokatkon aikana

VAROITUS: Sinun on kaytettava vahintaan vaadittuja henkilonsuojaimia ennen prosessointimoduulin
huoltamista. Katso Yleiset huomiot.
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@ 1. Sammuta prosessointimoduulin virta.
I: ‘ D a. Avaa sailiokaapin ovi.
'7$v = b. K&anna vaihtovirtakytkinta vastapaivaan.
C. Sulje sailiokaapin ovi.
@ VAROITUS: Varo, ettet kompastu séiliokaapin
CI I l oveen, kun se on avoinna.
7. Avaakansi.

3. Avaa ARC Module (ARC-moduuli) manuaalisesti.

a. Paina ARC-moduulin kiinnnityssalpaa.
b. Nosta ARC Module (ARC-moduulista) kansi.
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‘ 4. Poista objektilasi ARC Module (ARC-moduulista) ja jata se
'@ \/ kokonaan auki. Prosessointimoduuli sulkee ARC-moduulit

- automaattisesti, kun kaynnistat prosessointimoduulin
uudelleen.

Huollon aikana voit siirtaa Wash Robots
(Pesurobotteja) manuaalisesti, jotta saat
paremman paasyn ARC Modules (ARC-
moduulit).

HUOMAUTUS: Varo pudottamasta
objektilaseja, kun kasittelet niita
manuaalisesti Work Surface
(Tyoskentelytason)) paalla.

HUOMAUTUS: Al sulje ARC Modules (ARC-
moduuleita) manuaalisesti. Tama tapahtuu
automaattisesti, kun kaynnistat
prosessointimoduulin.

é 5. Sulje kansi.
—_—

5.4  Poista objektilasin pala ARC Module (ARC-
moduulista)

Jos havaitset objektilasin, jonka Unload Drawer (Purkulaatikosta) puuttuu 0sa, sinun on etsittava ja poistettava
objektilasin sirpale ARC Module (ARC-moduulista).
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Al3 lataa uusia objektilaseja.

1. Tarkista Action Queue (Toimintojonosta), onko
prosessointimoduuli merkinnyt virheen. Jos nain ei ole,
objektilasin rikkoutumista ei ole havaittu.

ACTION QUEUE

No action required

7. Avaa Preload Drawer (Esilatauslaatikko) ja poista
objektilasit ja odota, kunnes kaikki objektilasit ovat
suorittaneet kasittelyn loppuun.

3. Napauta Status (Tila).
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4. Tarkasta Status Screen (tilandytostd), etta parhaillaan
objektilaseja ei ole kasittelyssa.

Katso 2.3 Status Screen (Tilanaytto).

lasisirpaleiden varalta ja poista sirpaleet manuaalisesti
kohdan 5.3.3 Naytelasien manuaalinen haku ARC Modules
(ARC-moduulit) mukaisesti.

@‘ 5. Tarkista jokainen ARC Module (ARC-moduulista)
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6 Tekniset tiedot

6.1 Jarjestelman tekniset tiedot

Sovellus BOND

BOND ohjain
BOND-ADVANCE-terminaali
BOND-ADVANCE ohjain
Verkkoyhteys
Verkkokaapelit

Ethernet-kytkimen vaatimukset:
Yksipaikkainen
BOND-ADVANCE

Laitteen tekniset tiedot

6.2  Fyysiset tiedot

Mitat

Paino (kuivana)
Paino (taytettyna reagenssilla)

Tarvittavat valykset

7 Kliininen tai uudempi

Windows 10 loT, Dell XE2, Dell XE3 or Dell XE4
Windows 10 loT, Dell XE2 or Dell XE3

Windows Server 2016, Dell T640, Dell T630
Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
CAT5e- tai CAT6-suojatut kaapelit, RJ-45-liittimet
Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

8-porttinen Ethernet-kytkin (enintdan 5 prosessointimoduulille)
*

8- tai 16-porttiset Ethernet-kytkimet (enintaan 30
prosessointimoduulille, kun kytkimet on liitetty yhteen) *

* mika tahansa prosessointimoduulien yhdistelma: BOND-
PRIME, BOND-IIl, BOND-MAX

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd on ainoa hyvaksytty
toimittaja BOND jarjestelmalle, BOND-ADVANCE
ohjaysyksikaille ja BOND-ADVANCE tyoasemille.

Leveys = 1217 mm (47,9 tuumaa)
H (kansi suljettuna) = 1 400 mm
H (kansi avoinna) = 1820 mm

D (luukku suljettuna) = 831 mm

D (luukku avoinna) = 1 096 mm

384 kg (847 Ibs)
425 kg (937 Ibs)

Edessa - 800 mm Reagent Containers (Reagenssisailidihin)
paasya varten
Takana — 50 mm ilmavali

6.3  Sahkovirta- ja UPS-vaatimukset

Kayttojannite
Verkkovirran taajuus

Suurin virrankulutus

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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90-264 V AC (nimellisjannitteelle 100-240 V AC)
50/60 Hz
1260 VA
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6 Tekniset tiedot

6.4  Ymparistoa koskevat tiedot

Alla olevat tiedot koskevat vain asennettuja prosessointimoduuleja.

Suurin huippusuorituskykylampatila
Huippusuorituskyvyn pienin lampotila
Suurin kayttolampotila

Pienin kayttolampatila

Suurin kayton aikainen ilmankosteusprosentti (ei-

tiivistyva)

Pienin kayton aikainen ilmankosteusprosentti (ei-

tiivistyva)

Suurin kayttokorkeus
Pienin kayttokorkeus
Taso

Aanenpainetason |aht6 (1 m:n korkeudella)

Suurin lammitysenergian tuotto

6.9

Objektilasien kuormakapasiteetti

Objektilasien samanaikaisen varjayksen
kapasiteetti

Reagenssisailion kapasiteetti
Reagenssisailion tyhja tilavuus

Reagenssisailion varatilavuus

Reagent Containers (Reagenssiséilididen)
enimmaismaara

Lisareagenssien kapasiteetti:

Alkoholi

BOND-PRIME Dewax Solution
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09
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26 °C (79 °F)

18 °C (64 °F)

34°C (93 °F)

5°C (41°F)

Suhteellinen kosteus 80 %

Suhteellinen kosteus 30 %

2700 m (8858 jalkaa) merenpinnan ylapuolella
0 m (0 ft) merenpinnan ylapuolella
0-1,5°n kulma mihin tahansa suuntaan

< 65 dBA normaali toiminta
< 85 dBA enintaan

1260 VA pistorasiassa (~1 100 W virransyoton katkeamisen
jalkeen)

Kayton tekniset tiedot

Enintaan 72 objektilasia

Enintdan 24 objektilasia

7mlja30ml

260 pl (7 ml) ja 932 pl (30 ml)
280 pl (7 ml)ja 280 pl (30 ml)
220

280 ul

70 (5 Reagent Containers (Reagenssisailiot) x 14 Reagent
Trays (Reagenssialustaa))

1,25L
1,25L
1,25L
1,25L
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6 Tekniset tiedot

BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
BOND-PRIME Wash Working Solution
Irtotavaran Dl-vesikapasiteetti

Bulkkijatekapasiteetti
Vaarallisen jatteen kapasiteetti

Kemiallinen yhteensopivuus

BOND-PRIME Kyberturvallisuussertifikaatin
vanhentuminen

1,25L

Sailio 1L

Sailiot 4,5 L

Sailio 5L

Sailiot 4,5 L

Sailio 5L

Sailiot 4,5 L

Sailio 5L

Vsain DI Water (DI-vesilaatu)

Kaikki BOND-PRIME-reagenssit

100% etanolia tai reagenssilaatuista alkoholia.
Reagenssilaatuinen alkoholi koostuu seuraavista: etanoli,
vahintaan 90 % (paino/paino); isopropanoali, enintdan 5 %
(paino/paino), metanoli, enintdan 5 % (paino/paino).
Joidenkin osien puhdistamiseen kaytetaan 70-prosenttista
etanoliliuosta.

7 vuotta.

10 vuotta

6.6  Mikroskoopin objektilasin tekniset tiedot

Objektilasin tekniset tiedot

Mitat

Merkintojen alue

Materiaali
Kayttokelpoinen objektilasin alue

Objektilasin etiketin tiedot

Mitat

Vino kulma

Kaytettava objektilasin etiketin alue (hiotulla
yldpinnalla) ja sallittu objektilasin etiketin sijainti

BOND-PRIME Kayttoopas, 91.7500.509 A09
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Leveys: 24,64-26,0 mm
Pituus: 74,9-76,0 mm
Paksuus: 0,9-1,2 mm

Leveys: 24,64-26,0 mm
Pituus: 16,9-21,0 mm

Lasi, ISO 8037/1
Katso alla olevaa kaaviota.

Leveys: 22-24 mm
Pituus: 15-20 mm
Enintdan 2 pinottua tarraa

Etiketin ulkonema ei ole sallittu.
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Kuva 6-1: Enimmaismitat

21 mm (0.83 in)
|« »

* &
| .

~20mm (0.79in)

24mm 26 mm (1.02 in)

(0.94 in)
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76 mm (2.99 in)

6.7 Kuljetusta ja sailytysta koskevat tiedot

Pakkauksen mitat

Pakkauksen paino
Sailytyslampaotila

Sailytyskosteus (ei-tiivistyva)
Pakkauksen purkamisvaatimukset

Liikkuminen rullapydrien paalla

Lahetysmenetelmat

BOND-PRIME Kayttdopas, 91.7500.509 A09

L-1828mm
K =1590 mm
S-1134mm

553 kg (1219 Ibs)
-20..+50 °C
< 80 % suhteellinen kosteus

Purkamiseen tarvittavan tasaisen tilan tulee olla noin 6000 mm
x 4000 mm (236.2 in x 157.4in)

Oven vahimmaisleveys 850 mm
Kaanna rampin enimmaiskulmaa 7 astetta

Yhteensopiva maantie-, lento- ja merirahtipalveluiden kanssa
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